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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com
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AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel

: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI

logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

INTEL END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

LICENSE. Licensee has a license under Intel’s copyrights to reproduce Intel’s Software
only in its unmodified and binary form, (with the accompanying documentation, the
“Software”) for Licensee’s personal use only, and not commercial use, in connection with
Intel-based products for which the Software has been provided, subject to the following
conditions:

(a) Licensee may not disclose, distribute or transfer any part of the Software, and You agree
to prevent unauthorized copying of the Software.

(b) Licensee may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software.
(c) Licensee may not sublicense the Software.

(d) The Software may contain the software and other intellectual property of third party
suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed
license.txt file or other text or file.

(e) Intel has no obligation to provide any support, technical assistance or updates for the
Software.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software
remains with Intel or its licensors or suppliers. The Software is copyrighted and protected
by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions.
Licensee may not remove any copyright notices from the Software. Except as otherwise
expressly provided above, Intel grants no express or implied right under Intel patents,
copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Transfer of the license termi-
nates Licensee’s right to use the Software.

DISCLAIMER OF WARRANTY. The Software is provided “AS IS” without warranty of
any kind, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PUR-
POSE.

LIMITATION OF LIABILITY. NEITHER INTEL NOR ITS LICENSORS OR SUPPLIERS
WILL BE LIABLE FOR ANY LOSS OF PROFITS, LOSS OF USE, INTERRUPTION OF
BUSINESS, OR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAG



ES OF ANY KIND WHETHER UNDER THIS AGREEMENT OR OTHERWISE, EVEN
IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

LICENSE TO USE COMMENTS AND SUGGESTIONS. This Agreement does NOT
obligate Licensee to provide Intel with comments or suggestions regarding the Software.
However, if Licensee provides Intel with comments or suggestions for the modification,
correction, improvement or enhancement of (a) the Software or (b) Intel products or
processes that work with the Software, Licensee grants to Intel a non-exclusive, worldwide,
perpetual, irrevocable, transferable, royalty-free license, with the right to sublicense, under
Licensee’s intellectual property rights, to incorporate or otherwise utilize those comments
and suggestions.

TERMINATION OF THIS LICENSE. Intel or the sublicensor may terminate this license
at any time if Licensee is in breach of any of its terms or conditions. Upon termination,
Licensee will immediately destroy or return to Intel all copies of the Software.

THIRD PARTY BENEFICIARY. Intel is an intended beneficiary of the End User License
Agreement and has the right to enforce all of its terms.

U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a commercial item (as
defined in 48 C.F.R. 2.101) consisting of commercial computer software and commercial
computer software documentation (as those terms are used in 48 C.F.R. 12.212), consistent
with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4. You will not provide
the Software to the U.S. Government. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation,
2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054.

EXPORT LAWS. Licensee agrees that neither Licensee nor Licensee’s subsidiaries will
export/re-export the Software, directly or indirectly, to any country for which the U.S.
Department of Commerce or any other agency or department of the U.S. Government

or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other
governmental approval, without first obtaining any such required license or approval. In
the event the Software is exported from the U.S.A. or re-exported from a foreign destina-
tion by Licensee, Licensee will ensure that the distribution and export/re-export or import
of the Software complies with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S.
Export Administration Regulations and the appropriate foreign government.

APPLICABLE LAWS. This Agreement and any dispute arising out of or relating to it will
be governed by the laws of the U.S.A. and Delaware, without regard to conflict of laws
principles. The Parties to this Agreement exclude the application of the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980). The state and federal
courts sitting in Delaware, U.S.A. will have exclusive jurisdiction over any dispute arising
out of or relating to this Agreement. The Parties consent to personal jurisdiction and venue
in those courts. A Party that obtains a judgment against the other Party in the courts iden-
tified in this section may enforce that judgment in any court that has jurisdiction over the
Parties.

Licensee’s specific rights may vary from country to country.
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)

2 x 288-pin DDR5 DIMM Slots (DDR5_A1, DDR5_B1)
CPU Fan Connector (CPU_FAN1)

ATX Power Connector (ATXPWRI)

USB 3.2 Genl Header (USB3_1_2)

SATA3 Connector (SATA3_3)

SATA3 Connector (SATA3_2)

SATA3 Connector (SATA3_0)

SATA3 Connector (SATA3_1)

Chassis Intrusion and Speaker Header (SPK_CI1)

SPI TPM Header (SPI_TPM_]J1)

System Panel Header (PANEL1)

Clear CMOS Jumper (CLRMOSI)

USB 2.0 Header (USB_5_6)

USB 2.0 Header (USB_3_4)

Chassis Fan Connector (CHA_FAN2)

Print Port Header (LPT1)

COM Port Header (COM?2)

Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)
Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
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1/0 Panel
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No. Description No. Description
1 D-Sub Port 8 USB 2.0 Ports (USB_12)
2 Serial Port: COM1 9  USB 3.2 Genl Ports (USB3_3456)
3 PS/2 Mouse Port 10  PS/2 Keyboard Port
4 LAN RJ-45 Port* 11 DisplayPort 1.4
5  LineIn (Light Blue)** 12 HDMI Port
6  Front Speaker (Lime)** 13 DVI-D Port
7  Microphone (Pink)**
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1 D-Sub Port 8  USB 2.0 Ports (USB_12)
2 Serial Port: COM1 9 USB 3.2 Genl Ports (USB3_34)
3 PS/2 Mouse Port 10  PS/2 Keyboard Port
4 LAN RJ-45 Port* 11  DisplayPort 1.4
5  LineIn (Light Blue)** 12 HDMI Port
6  Front Speaker (Lime)** 13 DVI-D Port
7  Microphone (Pink)**

* There are two LEDs on the LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

SPEED LED
|

| ~ I

LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Descri Status Description

Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection

** Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out



Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5
motherboard, a reliable motherboard produced under ASRock’s consistently
stringent quality control. It delivers excellent performance with robust design

conforming to ASRock’s commitment to quality and endurance.

Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

Q content of this documentation will be subject to change without notice. In case any
modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to
this motherboard, please visit our website for specific information about the model
you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

« ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5 Motherboard (Micro ATX Form
Factor)

« ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5 Quick Installation Guide

+ ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5 Support CD

+ 2x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

« 1 x Screw for M.2 Socket

« 1x1/O Panel Shield
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1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion
Slot

Graphics

+ Micro ATX Form Factor
- Solid Capacitor design

- Supports 14", 13" & 12" Gen Intel® Core™ Processors
(LGA1700)

+ 5 Power Phase design

- Supports Intel® Hybrid Technology

+ Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology

B660M-HDVP/D5:
+ Intel® B660
H610M-HDVP/D5:
« Intel®* H610

- 2x DDR5 DIMM Slots

+ Max. capacity of system memory: 64GB

+ Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0
B660M-HDVP/D5:

+ Supports DDR5 non-ECC, un-buffered memory*

* Supports DDR5 4800 (1DPC) natively.

* Please refer to Memory Support List on ASRock's website for
more information. (http://www.asrock.com/)
H610M-HDVP/D5:

+ Supports DDR5 non-ECC, un-buffered memory up to 5600*
* Actual support may vary by CPU
* Supports DDR5 4800 (1DPC) natively.

* Please refer to Memory Support List on ASRock's website for

more information. (http://www.asrock.com/)

« 1 x PCle Gen4x16 Slot

* Supports NVMe SSD as boot disks
« 2x PCle Gen3xl Slots
« 1xPCI Slot

- Intel* UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.

« Intel® X° Graphics Architecture (Gen 12)



Audio

LAN

Rear Panel
1/0

Four graphics output options: D-Sub, DVI-D, HDMI and
DisplayPort 1.4

*Supports up to 3 displays simultaneously (for Ho10M-HDVP/
D5 only)

Supports Quad Monitor (for B660M-HDVP/D5 only)
Supports HDMI 2.1 TMDS Compatible with max. resolution
up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

Supports DisplayPort 1.4 with DSC (compressed) max.
resolution up to 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz

Supports HDCP 2.3 with HDMI 2.1 TMDS Compatible and
DisplayPort 1.4 Ports

7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)

Supports Surge Protection

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111H

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE

1 x PS/2 Keyboard Port

1 x PS/2 Mouse Port

1 x Serial Port: COM1

1 x D-Sub Port

1x DVI-D Port

1 x HDMI Port

1 x DisplayPort 1.4

2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone



Storage

RAID (for
B660M-
HDVP/D5
only)

Connector

B660M-HDVP/D5
H610M-HDVP/D5

B660M-HDVP/D5:

+ 4xUSB 3.2 Genl Ports (Supports ESD Protection)
H610M-HDVP/D5:

+ 2xUSB 3.2 Genl Ports (Supports ESD Protection)

+ 4xSATA3 6.0 Gb/s Connectors*

*If M2_1 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_0 will
be disabled.

+ 1x Ultra M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type
2242/2260/2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCle Gen3 x4 (32 Gb/s)
mode**

** Supports Intel” Optane™ Technology (for B660M-HDVP/D5
only)

** Supports Intel® Volume Management Device (VMD) (for
B660M-HDVP/D5 only)

** Supports NVMe SSD as boot disks

** Supports ASRock U.2 Kit

+ Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for SATA

storage devices

+ 1xPrint Port Header
+ 1x COM Port Header
+ 1xSPITPM Header
+ 1x Chassis Intrusion and Speaker Header
+ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
+ 1x Chassis Fan Connector (4-pin)
* The Chassis Fan supports the Chassis fan of maximum 1A
(12W) fan power.
+ 1 x Chassis/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CHA_FAN1/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
+ 1x24 pin ATX Power Connector

+ 1x8 pin 12V Power Connector



+ 1 x Front Panel Audio Connector

+ 2x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)

+ 1xUSB 3.2 Genl Header (Supports 2 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)

BIOS + AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
Feature + ACPI 6.0 Compliant wake up events
« SMBIOS 2.7 Support
B660M-HDVP/D5:
+ CPU Core/Cache, CPU GT, VDD_CPU, VDD_IMC, VCCIN
AUX, +1.05V PROC, +0.82V PCH , +1.05V PCH Voltage
Multi-adjustment
H610M-HDVP/D5:
+ CPU Core/Cache, CPU GT, VDD_CPU, VCCIN AUX,
+1.05V PROC, +0.82V PCH,, +1.05V PCH Voltage Multi-

adjustment
Hardware + Fan Tachometer: CPU, Chassis, Chassis/Water Pump Fans
Monitor + Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-

ture): CPU, Chassis, Chassis/ Water Pump Fans

+ Fan Multi-Speed Control: CPU, Chassis, Chassis/ Water
Pump Fans

« CASE OPEN detection

+ Voltage monitoring: CPU Vcore, +1.05V_PCH, VDD_CPU,
VCCIN AUX, +1.05V PROC, +0.82V PCH, +12V, +5V,
+3.3V, VCCSA

os + Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
Certifica- - FCC,CE
tions + ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done
at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by
overclocking.

f Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including
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Chapter 2 Installation

This is a Micro ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-

tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

11
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2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1700-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap is on the
ﬁ socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the socket. Do not
force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU
will be seriously damaged.

2. Unplug all power cables before installing the CPU.
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if
you wish to return the motherboard for after service.

14
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

15
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides two 288-pin DDR5 (Double Data Rate 5) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR5 DIMM pairs.
2. Itis unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one memory
module installed.
3. Itisnot allowed to install a DDR, DDR2, DDR3 or DDR4 memory module into a
DDRS5 slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
A the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.
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2.4 Expansion Slots (PCl and PCle Slots)
There are 1 PCI slot and 3 PCle slots on the motherboard.
Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is
A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the

expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PClI slots:
The PCII slot is used to install expansion card that have 32-bit PCI interface.
PCle slots:

PCIE1 (PCle 4.0 x16 slot) is used for PCle x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCIe x1 lane width cards.
PCIE3 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PClIe x1 lane width cards.
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“Open”.

W W

Short Open

Clear CMOS Jumper
(CLRMOS1) .
(see p.1,2, No. 13) 2-pin Jumper

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is

removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.

Q If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option
“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.

19



2.6 Onboard Headers and Connectors

these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors

f Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over

will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+ Connect the power switch,
(9-pin PANELI)
(see p.1,2, No. 12)

reset switch and system status
indicator on the chassis to
this header according to the

pin assignments below. Note

HDLED-
HDLED+ the positive and negative pins

before connecting the cables.

PWRBTN (Power Switch):
Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to
turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):
Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart
the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.
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Chassis Intrusion and SPEAKER Please connect the
Speaker Header DU,\IAD,\LAJL‘AMY chassis intrusion and the
(7-pin SPK_CI1) v | | chassis speaker to this header.
(see p.1, 2, No. 10) , ololo 8

SIGN/I\L |

GND
DUMMY

Serial ATA3 Connectors o ~ These four SATA3 connectors
Vertical: g g support SATA data cables for
(SATA3_0: f}:, L} 5, internal storage devices with
see p.1, 2, No. 8) - = ©, up to 6.0 Gb/s data transfer
(SATA3_1: ) |- 2 rate.
see p.1,2,No. 9) g I g *If M2_1 is occupied by
(SATA3_2: a SATA-type M.2 device,
see p.1,2, No.7) SATA3_0 will be disabled.
(SATA3_3:
see p.1, 2, No. 6)
USB 2.0 Headers UREETR There are two USB 2.0 headers

(9-pin USB_3_4)

(see p.1,2, No. 15)
(9-pin USB_5_6)
(

on this motherboard.Each
USB 2.0 header can support

two ports.
see p.l, 2, No. 14) USBP;PWR
USB 3.2 Genl Header Vous There is one USB 3.2 Genl
Vbus. IntA_PB_SSRX-
(19—1:)11'1 USB3_1_2) IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ header on this motherboard.
IntA_PA_SSRX+ GND
(see p.1,2,No. 5) oND maressx-  'This USB 3.2 Genl header can
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND support two pOrtS.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

21
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Front Panel Audio Header This header is for connecting

OUT_RET — O ouT2_L
(9-pin HD_AUDIOL1) = Sl ) sense audio devices to the front
MIC_RED —— OUT2_R .
(see p.1,2, No. 19) PRESENCE# MIC2_R audio panel.
GND MIC2_L

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis
must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our
manual and chassis manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by
the steps below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.

B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.

C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).

D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to
connect them for the AC’97 audio panel.

E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.

Chassis Fan Connector Please connect fan cable to
GND
(4-pin CHA_FAN2) +12v the fan connector and match
CHA_FAN_SPEED
(see p.1, 2, No. 16) FAN_SPEED_CONTRO the black wire to the ground
pin.
Chassis/Water Pump Fan 1 GND This motherboard
2 FAN_VOLTAGE
Connector 3 CHA_FAN_SPEED provides a 4-Pin water
4 FAN_SPEED_CONTROL
(4-pin CHA_FAN1/WP) cooling chassis fan
(see p.1, 2, No. 20) connector. If you plan to

connect a 3-Pin chassis water

cooler fan, please connect it to

Pin 1-3.
CPU Fan Connector 4.3 2.1 This motherboard provides
(4-pin CPU_FANT1) a4-Pin CPU fan (Quiet Fan)
(see p.1,2, No. 3) B connector. If you plan to con-

CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

nect a 3-Pin CPU fan, please
connect it to Pin 1-3.



ATX Power Connector

(24-pin ATXPWRI)
(see p.1,2,No. 4)

B660M-HDVP/D5
H610M-HDVP/D5

This motherboard provides a
24-pin ATX power connector.
To use a 20-pin ATX power
supply, please plug it along
Pin 1 and Pin 13.

ATX 12V Power
Connector
(8-pin ATX12V1)
(see p.1,2,No. 1)

This motherboard provides
a 8-pin ATX 12V power con-
nector. To use a 4-pin ATX
power supply, please plug it
along Pin 1 and Pin 5.

*Warning: Please make
sure that the power cable
connected is for the CPU
and not the graphics card.
Do not plug the PCle power
cable to this

connector.

SPI TPM Header
(13-pin SPI_TPM_]JI)
(see p.1,2, No. 11)

SPI_DQ3
SPI_PWR
Dummy
CLK
SPI_MOSI
RST#
| TPM_PIRQ

i9]
o]

This connector supports SPI Trusted
Platform Module (TPM) system,
which can securely store keys, digital
certificates, passwords, and data.

A TPM system also helps enhance
network security, protects digital
identities, and ensures platform

integrity.

Serial Port Header
(9-pin COM2)
(see p.1,2, No. 18)

RRXD1

This COM header supports

serial port module.
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Print Port Header
(25-pin LPT1)
(see p.1,2,No. 17)

This is an interface for
print port cable that allows
convenient connection of

printer devices.
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2.7 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_1, Key M) supports type 2242/2260/2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCle Gen3 x4 (32
Gb/s) mode.

*If M2_1is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_0 will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
% and the screw.

Step 2

! 0 ! Depending on the PCB type and
' length of your M.2_SSD (NGFF)

124
module, find the corresponding nut
location to be used.
——

A

-0
-©

Nut Location A B C
PCB Length 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type2242  Type2260  Type 2280
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoff is placed at the nut
location C by default. Skip Step 3 and
4 and go straight to Step 5 if you are
going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Align and gently insert the M.2
(NGFF) SSD module into the M.2
slot. Please be aware that the M.2
(NGFF) SSD module only fits in one

orientation.

@) —-——

Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Corsair
Crucial
Crucial
Intel
Intel
Intel
Kingston
Kingston
oCz
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
Team
Team
Team
Team
TEAM
TEAM

SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4

2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2260
2260
2242
2242
2280
2280
2280
2280

H610M-HDVP/D5

AXNS381E-128GM-B
ASUS00NS38-256GT-C
AXNS381E-256GM-B
ASUS00NS38-512GT-C
ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX7000NP-512GT-C
ASX8000NP-512GM-C
CSSD-F240GBMP500
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGW080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SM2280S3

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512Mé6e

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PPAM-128G
SD6PPAM-256G
TMA4PS4128GMC105
TMA4PS4256GMC105
TM8PS4128GMC105
TM8PS4256GMC105
TMS8FP2240G0C101
TMS8FP2480GC110
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5 von ASRock
entschieden haben - ein zuverléssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen
Qualititskontrolle von ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit

robustem Design, das ASRock Streben nach Qualitit und Bestidndigkeit erfiillt.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden
Q konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung gedndert werden.
Falls diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte
Version ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie
technische Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard benditigen, erhalten Sie auf unserer Webseite
spezifischen Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine
aktuelle Liste unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite. ASRock-
Webseite http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

« ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5-Motherboard (Micro-ATX-Formfaktor)
+ ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5-Schnellinstallationsanleitung

+ ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5-Support-CD

+ 2x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

+ 1 x Schraube fiir M.2-Sockel

+ 1 x E/A-Blendenabschirmung
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1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Erweiterungs-
steckplatz

Grafikkarte

+ Micro-ATX-Formfaktor
« Feststoftkondensator-Design

. Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren der 12. Gen. (LGA1700)
+ 5-Leistungsphasendesign

+ Unterstiitzt Intel® Hybrid-Technologie

+ Unterstiitzt Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

B660M-HDVP/D5:
- Intel® B660

H610M-HDVP/D5:
- Intel® H610

+ 2 x DDR5-DIMM-Steckplatze

+ Systemspeicher, max. Kapazitat: 64GB

+ Unterstiitzt Intel” Extreme Memory Profile (XMP) 3.0
B660M-HDVP/D5:

+ Unterstiitzt DDR5 non-ECC, ungepufferter Speicher*

* Unterstiitzt nativ DDR5 4800 (1DPC).

* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitétsliste
auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)
H610M-HDVP/D5:

+ Unterstiitzt ungepufferten DDR5-Non-ECC-Speicher bis 5600*

* Tatsdchliche Unterstiitzung kann je nach Prozessor variieren

* Unterstiitzt nativ DDR5 4800 (1DPC).

* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitétsliste
auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)

+ 1x PCle-Gen4x16-Steckplatze
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
+ 2 x PCle-Gen3x1-Steckplitze

+ 1x PCI-Steckplatz

» Integrierte Intel* UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausginge konnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

« Intel® X°-Grafikarchitektur (12. Gen.)
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Vier Grafikkarten- Ausgangsoptionen: D-Sub, DVI-D, HDMI und
DisplayPort 1.4

*Unterstiitzt bis zu 3 Displays gleichzeitig (nur beim H610M-HDVP/
D5)

Unterstiitzt Quad-Monitor (nur beim B660M-HDVP/D5)
Unterstiitzt HDMI 2.1 TMDS (komprimiert) mit max. Auflosung
bis 4K x 2K (4096 x 2160) bei 60 Hz

Unterstiitzt DVI-D mit maximaler Auflésung von 1920 x 1200 bei
60 Hz

Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflosung von 1920 x 1200 bei
60 Hz

Unterstiitzt DisplayPort 1.4 mit DSC (komprimiert) max.
Auflosung bis 8K (7680 x 4320) bei 60 Hz / 5K (5120 x 3200) bei
120 Hz

Unterstiitzt HDCP 2.3 mit TMDS-kompatiblen HDMI-2.1- und
DisplayPort-1.4-Ports

7.1-Kanal-HD-Audio (Realtek ALC897-Audiocodec)
Unterstiitzt Uberspannungsschutz

PCIE-x1-Gigabit-LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111H

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE

1 x PS/2-Tastaturanschluss

1 x PS/2-Mausanschluss

1 x Serieller Port COM1

1 x D-Sub-Port

1 x DVI-D-Port

1 x HDMI-Port

1 x DisplayPort 1.4

2 x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitdt/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon
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Speicher

RAID (nur
beim B660M-
HDVP/D5)

Anschluss

H610M-HDVP/D5

B660M-HDVP/D5:
+ 4x USB-3.2-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)
H610M-HDVP/D5:
+ 2x USB-3.2-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

« 4 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse*

* Wenn M2_1 durch ein SATA-Typ-M.2-Geriit belegt ist, wird
SATA3_0 deaktiviert.

+ 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_1, Key M), unterstiitzt Typ-
2242/2260/2280-SATA-III-6,0-Gb/s- und PCle-Gen3x4- (32 Gb/s)
Modi**

** Unterstiitzt Intel® Optane™-Technologie(nur beim B660M-HDVP/
D5)

** Unterstiitzt Intel® Volume Management Device (VMD) (nur beim
B660M-HDVP/D5)

** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

** Unterstiitzt ASRock U.2-Kit

+ Unterstiitzt RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10 fiir SATA-

Speichergerite

+ 1x Druckerport-Anschlussleiste

» 1 x COM-Anschluss-Stiftleiste

1 x SPI-TPM-Stiftleiste

+ 1 x Gehauseeingriff- und Lautsprecher-Stiftleiste

+ 1 x CPU-Liifteranschluss (4-polig)

* Der CPU-Lifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).

+ 1 x Gehauseliifteranschluss (4-polig)

* Der Gehauseliifteranschluss unterstiitzt einen Gehauseliifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).

+ 1 x Anschluss Gehduse/Wasserpumpenliifter (4-polig) (intelligente

Liftergeschwindigkeitssteuerung)

* Der Gehiduse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen
Wasserkiihlerlifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2 A (24 W).
* CHA_FAN1/WP kénnen automatisch erkennen, ob ein 3- oder
4-poliger Liifter verwendet wird.

+ 1x24-poliger ATX-Netzanschluss

+ 1x 8-poliger 12-V-Netzanschluss
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BIOS-
Funktion

Hardware-
iiberwachung

Betriebs-
system

Zertifizierun-
gen

1 x Audioanschluss an Frontblende

2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 4 USB 2.0-Ports) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung)

1 x USB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.2 Gen1-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
grafischer Benutzerschnittstellen

ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

SMBIOS 2.7-Unterstiitzung

B660M-HDVP/D5:

CPU-Core/Cache, CPU GT, VDD_CPU, VDD_IMC,
VCCIN AUX, +1,05 V PROC, +0,82 V PCH, +1,05 V PCH /

Mehrfachspannungsanpassung

H610M-HDVP/D5:

CPU-Core/Cache, CPU GT, VDD_CPU, VCCIN AUX,
+1,05 V PROC, +0,82 V PCH, +1,05 V PCH /
Mehrfachspannungsanpassung

Liiftertachometer: CPU-, Gehduse-, Gehduse-/Wasserpumpen-
Lufter

Lautloser Liifter (automatische Anpassung der
Gehiuseliiftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-,
Gehiuse-, Gehduse-/Wasserpumpen-Liifter
Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, Gehéuse-, Gehduse-/
Wasserpumpen-Liifter

Gehéuse-offen-Erkennung

Spannungsiiberwachung: CPU Vcore, +1,05 V PCH, VDD_CPU,
VCCIN AUX, +1,05 V PROC, +0,82 V PCH, +12V, +5V, +3,3 V,
VCCSA

Microsoft® Windows® 10 64 Bit / 11 64 Bit

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von

f Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen,

Ubertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine

Ubertaktung kann sich auf die Stabilitiit Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten

und Gerite Thres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten

durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir magliche Schiden, die durch

eine Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper , kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-Kappe auf

den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®.

w @

Short Open

CMOS-l6schen-Jumper

(CLRMOS1)

2-poliger Jumper
(siehe S. 1, 2, Nr. 13) 8

CLRMOSI ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Léschen und
Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer
bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schlieflen

Sie dann die Kontakte an CLRMOSI 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz.
Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den
CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie das
System zunéchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-L6schung herunter. Bitte beachten Sie,
dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur geloscht werden, wenn die
CMOS-Batterie entfernt wird. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-

Loschung zu entfernen.

Falls Sie den CMOS loschen, wird moglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte passen
Q Sie die BIOS-Option ,,Status loschen® zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen

Gehiuseeingriffstatus an.
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4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen
Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschidigen.

Systemblende-Stiftleiste
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, 2, Nr. 12)

Verbinden Sie Netzschalter, Reset-
Taste und Systemstatusanzeige
am Gehéuse entsprechend der

nachstehenden Pinbelegung mit

dieser Stiftleiste. Beachten Sie

HDLED-
HDLED+ vor Anschliefen der Kabel die

positiven und negativen Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System liduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED,
Lautsprecher etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste
sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.
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Gehduseeingriffs- und SPEAKER Bitte verbinden Sie
Lautsprecher-Stiftleiste Dum e Gehiuseeingriffsvorrichtung und
(7-polig, SPK_CI1) Al l den Gehduselautsprecher mit
(siehe S. 1, 2, Nr. 10) ] 9 8 dieser Stiftleiste.
SIGN/{L l
GND
DUMMY
Serial-ATA-III- @, N Diese vier SATA-III-Anschliisse
Anschliisse é g unterstiitzen SATA-Datenkabel
Vertikal: w = » fiir interne Speichergerite mit
(SATA3_0: ;| Bl §| einer Datentibertragungs-
siehe S. 1,2, Nr. 8) E E geschwindigkeit bis 6,0 Gb/s.
(SATA3_1: n = 2 *Wenn M2_1 durch ein SATA-
siehe S. 1, 2, Nr. 9) Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
(SATA3_2: SATA3_0 deaktiviert.
siehe S. 1, 2, Nr. 7)
(SATA3_3:
siehe S. 1, 2, Nr. 6)
USB 2.0-Stiftleisten USB_PWR Es gibt zwei USB-2.0-Stiftleisten
5.

(9-polig, USB_3_4)
(siehe S. 1, 2, Nr. 15)
(9-polig, USB_5_6)
(siehe S. 1, 2, Nr. 14)

an diesem Motherboard. Jede USB
2.0-Stiftleiste kann zwei Ports

unterstiitzen.

USB 3.2 Gen1-Stiftleiste
(19-polig, USB3_1_2)
(siehe S. 1,2, Nr. 5)

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Es gibt eine USB-3.2 Gen1-
Stiftleiste an diesem Motherboard.
Diese USB-3.2-Gen1-Stiftleiste

kann zwei Ports unterstiitzen.
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Audiostiftleiste OUT_RET—| | out2_L
Frontblende MIC_RED — 1 a LS;TJST;R

. PRESENCE# MIC2_R
(9-p011g, HD_AUDIO1) GND MIC2 L

(siehe S. 1, 2, Nr. 19) !

Diese Stiftleiste dient dem
Anschlielen von Audiogeriten an
der Frontblende.

1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss dazu
Q jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen
in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.
2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der

Audiostiftleiste der Frontblende installieren:
A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.

B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.

C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.

D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie

nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.

E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes Mikrofon)“-
Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,Recording Volume

(Aufnahmelautstirke) an.

Gehiuseliifteranschluss oo
(4—p01ig, CHA_FAN2) HQCVHA,FAN,SPEED
(siche S. 1, 2, Nr. 16) FAN_SPEED_CONTRO

R

Bitte verbinden Sie das Luifterkabel
mit dem Lifteranschluss; der
schwarze Draht gehort zum
Erdungskontakt.

Gehiduse-/Wasserpumpen- ; D e Dieses Motherboard bietet
Liifteranschlusse 3 CHA_FAN_SPEED einen 4-poligen Wasserkiihlung-
4 FAN_SPEED_CONTROL
(4-polig, CHA_FAN1/WP) Gehduseliifteranschluss. Falls
(siehe S. 1, 2, Nr. 20) Sie einen 3-poligen Gehéuse-
Wasserkiihlerliifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.
CPU-Liifteranschluss o — Dieses Motherboard bietet einen
(4-polig, CPU_FAN1) 4-poligen CPU-Liifteranschluss
(siehe S. 1, 2, Nr. 3) H;,ND (lautloser Liifter). Falls Sie einen

CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

36

3-poligen CPU-Liifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.



ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWR1)
(siehe S. 1,2, Nr. 4)

B660M-HDVP/D5
H610M-HDVP/D5

Dieses Motherboard bietet einen
24-poligen ATX-Netzanschluss.
Bitte schliefSen Sie es zur Nutzung
eines 20-poligen ATX-Netzteils
entlang Kontakt 1 und Kontakt 13

an.

ATX-12-V-Netzanschluss 8 5 Dieses Motherboard bietet
(8-polig, ATX12V1) NN einen 8-poligen ATX-12-V-
(siehe S. 1,2, Nr. 1) 4DDDD1 Netzanschluss. Bitte schlieflen Sie
es zur Nutzung eines 4-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 5 an.
*Warnung: Bitte stellen Sie sicher,
dass das Stromkabel der CPU
und nicht das der Grafikkarte
angeschlossen ist. Schlielen Sie
das PCle-Stromkabel nicht an
diesen Anschluss an.
SPI-TPM-Stiftleiste o R Dieser Anschluss unterstiitzt das
(13-polig, SPI_TPM_J1) Py SPI Trusted Platform Module-
(siehe S. 1,2, Nr. 11) SPIE!?: ‘ (TPM) System, das Schliissel,
SOOI Cl;gn e digitale Zertifikate, Kennworter
i (el(e][e][e](e) (ID und Daten sicher aufbewahren
Gle)P'—TPM—CS“ kann. Ein TPM-System hilft
srimso zudem bei der Stirkung der
sp?féaiso Netzwerksicherheit, schiitzt

digitale Identititen und
gewihrleistet die
Plattformintegritt.

Serieller-Port-Stiftleiste
(9-polig, COM2)
(siehe S. 1, 2, Nr. 18)

Diese COM-Stiftleiste unterstiitzt
ein Modul fiir serielle Ports.
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Druckanschluss-
Stiftleiste

(25-polig, LPT1)
(siehe S. 1, 2, Nr. 17)

Diese Schnittstelle ist fiir
Druckerkabel vorgesehen und
ermoglicht bequemes Anschlielen

von Druckern.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte meére ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-
HDVP/D5, une carte meére fiable fabriquée conformément au contrdle de qualité rigoureux et
constant appliqué par ASRock. Fidéle 4 son engagement de qualité et de durabilité, ASRock

vous garantit une carte mére de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu
Q de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent
document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification
préalable. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour votre carte mére, veuillez visiter
notre site Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La liste la plus récente
des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de

ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

« Carte mére ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5 (facteur de forme Micro
ATX)

+ Guide d’installation rapide ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5

«  Guide d”assistance ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5

+ 2xcables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

+ 1 xvis pour sockets M.2

+ 1x panneau de protection E/S
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1.2 Spécifications

Plateforme - Facteur de forme Micro ATX
« Conception a condensateurs solides

M

eme

Processeur - Prend en charge les processeurs 12™ génération Intel® Core”
(LGA1700)

+ Alimentation a 5 phases

+ Prend en charge Intel® Hybrid Technology

+ Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0

Chipset B660M-HDVP/D5:
- Intel® B660
H610M-HDVP/D5:
- Intel® H610

Mémoire - 2 x fentes DIMM DDR5
+ Capacité max. de la mémoire systeme : 64GO
+ Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0
B660M-HDVP/D5:
+ Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR5*
* Prend en charge la DDR5 4800 (1DPC) de fagon native.
* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le site
Web d'ASRock pour de plus amples informations.
(http://www.asrock.com/)
H610M-HDVP/D5:
+ Prise en charge des mémoires DDR5 non-ECC, sans tampon et
jusqu'a 5600*
* La prise en charge réelle peut varier selon le processeur
* Prend en charge la DDR5 4800 (1DPC) de fagon native.
* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le site
Web d'ASRock pour de plus amples informations.

(http://www.asrock.com/)

Fente + 1x fente PCle Gen4x16

d’expansion  * Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
+ 2x fentes PCle Gen3x1
+ 1xfente PCI

Graphiques - La technologie Intel° UHD Graphics Built-in Visuals et les sorties
VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs
intégrant un controéleur graphique.

« Architecture graphique Intel® X (Gen 12)



Audio

Réseau

Connectique
du panneau
arriére

B660M-HDVP/D5
H610M-HDVP/D5

Quatre options de sortie graphique : D-Sub, DVI-D, HDMI et
DisplayPort 1.4

*Prend en charge jusqu'a 3 écrans simultanément (pour H610M-
HDVP/D5 uniquement)

Prend en charge quatre moniteurs (pour B660M-HDVP/D5
uniquement)

Prend en charge la technologie HDMI 2.1 TMDS Compatible avec
résolution maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 60 Hz

Prend en charge le mode DVI-D avec une résolution maximale de
1920x1200 @ 60 Hz

Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale de
1920x1200 @ 60 Hz

Prend en charge DisplayPort 1.4 avec résolution max. DSC
(compressée) jusqu'a 8K (7680x4320) @ 60 Hz / 5K (5120x3200) @
120 Hz

Prend en charge HDCP 2.3 avec ports HDMI 2.1 compatibles
TMDS et DisplayPort 1.4

Audio 7.1 CH HD (Codec audio Realtek ALC897)
Prend en charge la protection contre les surtensions

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Realtek RTL8111H

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
Prend en charge PXE

1 x port clavier PS/2

1 x port souris PS/2

1 x port série: COM1

1 x port D-Sub

1x port DVI-D

1 x port HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques)
1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)
Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant /

microphone

41



42

Stockage

RAID (pour
B660M-
HDVP/D5
uniquement)

Connecteur

B660M-HDVP/D5:
+ 4xports USB 3.2 Genl (Protection contre les décharges
électrostatiques)
H610M-HDVP/D5:
+ 2xports USB 3.2 Genl (Protection contre les décharges
électrostatiques)

4 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s*
*Si M2_1 est occupé par un périphérique M.2 type SATA, SATA3_0
est désactivé.

+ 1xsocket Ultra M.2 (M2_1, Key M), prend en charge les modules

SATA3 6,0 Go/s type 2242/2260/2280 et PCle Gen3 x4 (32 Go/s)**

** Prend en charge Intel” Optane™ Technology(pour B660M-HDVP/
D5 uniquement)
** Prend en charge Intel® Volume Management Device (VMD)(pour
B660M-HDVP/D5 uniquement)
** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
** Prend en charge le kit ASRock U.2

+ Prend en charge RAID 0, RAID 1, RAID 5 et RAID 10 pour les
périphériques de stockage SATA

+ 1 x embase pour port d'impression

+ 1 x embase pour port COM

» 1 x embase SPI TPM

+ 1xprise LED d’alimentation et emplacement sur chéssis

+ 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).

1 x connecteur pour ventilateur de chassis (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de chéssis prend en charge un
ventilateur de chassis d'eau d'une puissance maximale de 1 A (12 W).

+ 1x connecteur pour ventilateur de chassis /pompe & eau (4 broches)

(contrdle de vitesse de ventilateur intelligent)

* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un ventilateur
de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2 A (24 W).
* CHA_FAN1/WP peuvent détecter automatiquement si un ventilateur
3 broches ou 4 broches est utilisé.

+ 1 x connecteur d’alimentation ATX 24 broches

« 1 x connecteur d’alimentation 12V 8 broches



B660M-HDVP/D5

Caractéris-
tiques du
BIOS

Surveillance
du matériel

Systeme
d’exploitation

Certifications

H610M-HDVP/D5

1 x connecteur audio panneau frontal

2 x embases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)

1 x embase USB 3.2 Genl1 (2 ports USB 3.2 Genl1 pris en charge)
(Protection contre les décharges électrostatiques)

BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’'interface graphique
multilingue

Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

Compatible SMBIOS 2.7

B660M-HDVP/D5:

Réglage de la tension CPU Core/Cache, CPU GT, VDD_CPU,
VDD_IMC, VCCIN AUX, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +1,05V
PCH

H610M-HDVP/D5:

Réglage de la tension CPU Core/Cache, CPU GT, VDD_CPU,
VCCIN AUX, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +1,05V PCH

Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, chassis, chassis /
pompe a eau

Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du
ventilateur du chéssis d’apres la température du CPU) : Ventilateurs
de CPU, chassis, chassis / pompe a eau

Contrdle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, chassis, chéssis / pompe a eau

Détection CHASSIS OUVERT

Surveillance de la tension d’alimentation : CPU Vcore, +1,05V_
PCH, VDD_CPU, VCCIN AUX, +1,05V PROC, +0,82V PCH,
+12V, +5V, +3,3V, VCCSA

Microsoft® Windows® 10 64-bits / 11 64-bits

FCC, CE
ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des
modifications du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et lutilisation
doutils doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée

par ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du

systéme. Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus

pour responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque
le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le

capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

W W

Short Open

Cavalier Clear CMOS

(CLRMOSI1)
(voir p.1 ou 2, No. 13)

Cavalier (jumper) &
2 broches

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les parameétres du
systéme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher
son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier
pour court-circuiter les broches sur CLRMOS1 pendant 5 secondes. Toutefois, neffacez
pas la CMOS immédiatement apres avoir mis a jour le BIOS. Si vous avez besoin deffacer
les données CMOS apreés une mise a jour du BIOS, vous devez tout d’abord redémarrer le
systéme, puis [éteindre avant de procéder a leffacement de la CMOS. Veuillez noter que les
parameétres mot de passe, date, heure et profil de l'utilisateur seront uniquement effacés en
cas de retrait de la pile de la CMOS. N'oubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une

fois les données CMOS effacées.

Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption du
BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chassis précédentes.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mére

de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur

f Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS

ces embases ou connecteurs ends

Embase du panneau
systéme

(PANNEAUTI a 9 broches)
(voir p.1 ou 2, No. 12)

votre carte mere.

Branchez le bouton de mise
en marche, le bouton de
réinitialisation et le témoin d¥état

du systeme présents sur le chéssis

sur cette embase en respectant la

HDLED-
HDLED+

configuration des broches illustrée
ci-dessous. Repérez les broches
positive et négative avant de
brancher les cables.

PWRBTN (bouton dalimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer
la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton de mise en marche.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez
sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de
dysfonctionnement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est
allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode
veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d'un bouton de mise en marche, bouton de réinitialisation,
LED dalimentation, LED dactivité du disque dur, haut-parleur etc. Lorsque vous reliez le
module du panneau frontal de votre chdssis sur cette embase, veillez a parfaitement faire
correspondre les fils et les broches.
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Prise LED d’alimentation et SPEAKER

Veuillez brancher I'emplacement

emplacement sur chassis Duﬁw e sur le chassis et le haut-parleur du
(SPK_CI1 a 7 broches) oy | | chassis sur ce connecteur.
(voir p.1 ou 2, No. 10) ; O 8

SIGN,‘!\L |

GND
DUMMY
Connecteurs Serial ATA3 2| Bl :‘_)| Ces quatre connecteurs SATA3
Vertical: E m m E sont compatibles avec les cébles de
(SATA3_0: 0 1= ® données SATA pour les appareils
voir p.1, 2, No. 8) ;| Bl :| de stockage internes avec un taux
(SATA3_1: E m m E de transfert maximal de 6,0 Go/s.
voir p.1, 2, No. 9) o = n *Si M2_1 est occupé par un
(SATA3_2: périphérique M.2 type SATA,
voir p.1, 2, No. 7) SATA3_0 est désactivé.
(SATA3_3:
voir p.1, 2, No. 6)
Embases USB 2.0 USB_PWR Cette carte mere comprend deux
5.

(USB_3_4 a9 broches)

(voir p.1 ou 2, No. 15)

(USB_5_6 a9 broches) 4
(voir p.1 ou 2, No. 14)

embases USB 2.0. Chaque embase
USB 2.0 peut prendre en charge
deux ports.

Embase USB 3.2 Genl vous
Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3 1219 broches) IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
- IntA_PA_SSRX+ GND
(voir p.1 ou 2, No. 5) one Inth_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Cette carte mere comprend une
embase USB 3.2 Genl. Cette
embase USB 3.2 Genl peut
prendre en charge deux ports.
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Embase audio du Cette embase sert au branchement
OUT_RET—O|Of— OUT2_L
panneau frontal — _sense des appareils audio au panneau
MIC_RED ——O OUT2_R
(HD_AUDIO1 a PRESENCE# wezr  audio frontal.
GND MIC2_L
9 broches) ;

(voir p.1 ou 2, No. 19)

)

N

1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche),
mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner
correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel
du chassis pour installer votre systéme.

. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du panneau
frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile
de les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de controle
Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

Connecteur du ventilateur oo Veuillez brancher les cables du
du chassis e A FAN SPEED ventilateur sur le connecteur du
(CHA_FAN2 a 4 broches) FANSPEED_CONTRO ventilateur, puis reliez le fil noir a
(voir p.1 ou 2, No. 16) la broche de mise a terre.

Connecteurs du ventilateur 1 :I GND Cette carte meére est dotée d'un
2 FAN_VOLTAGE
de chéssis/pompe a eau 3 CHA_FAN_SPEED connecteurs pour ventilateur de
N 4 FAN_SPEED_CONTROL R N .
(CHA_FAN1/WPa chéssis a refroidissement par eau
4 broches) a4 broches. Si vous envisagez
(voir p.1 ou 2, No. 20) de connecter un ventilateur de

refroidisseur d'eau pour chassis a
3 broches, veuillez le brancher sur
la Broche 1-3.

Connecteur du ventilateur e Cette carte meére est dotée d’'un

du processeur connecteur pour ventilateur de
GND

(CPU_FANT1 a 4 broches) 12y processeur (Quiet Fan) a

(voir p.1 ou 2, No. 3)

CPU_FAN_SPEED

FAN, SPEED, CONTROL 4 broches. Si vous envisagez

de connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez le

brancher sur la broche 1-3.
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Connecteur dalimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1 ou 2, No. 4)

Cette carte meére est dotée d'un
connecteur d’alimentation ATX

a 24 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20 broches,
veuillez effectuer les branchements

sur la Broche 1 et la Broche 13.

Connecteur dalimentation 8 5 Cette carte mére est dotée d'un
ATX 12V | connecteur d’alimentation ATX
(ATX12V1 a 8 broches) 4 OO0 : 12 V a 8 broches. Pour utiliser une
(voir p.1 ou 2, No. 1) alimentation ATX a 4 broches,
veuillez effectuer les branchements
sur la Broche 1 et la Broche 5.
*Avertissement : Veuillez vérifier
que le cable d'alimentation
connecté est pour 1'unité
centrale et non pour la carte
graphique. Ne branchez pas le
céble d'alimentation PCle sur ce
connecteur.
Embase SPI TPM SP'Sf:Ti’:WR Ce connecteur prend en charge
(SPI_TPM_J1a13 Dy un module SPI TPM (Trusted
broches) TIEZ?: I Platform Module - Module de
(voir p.1 ou 2, No. 11) SOOI (leE)MJ‘RQ plateforme sécurisée), qui permet
1[QIO[0]0lO (ID de sauvegarder clés, certificats
GlNg"'—TPM-CS# numériques, mots de passe et
srimeo données en toute sécurité. Le
sp?f[l)bczso systeme TPM permet également

de renforcer la sécurité du
réseau, de protéger les identités
numériques et de préserver

lintégrité de la plateforme.
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Embase pour port série oo Cette embase COM prend en
(COM2 a 9 broches)
(voir p.1 ou 2, No. 18)

charge un module de port série.

Embase de port 1l s'agit d’une interface pour le
d’impression
(LPT1 a 25 broches)

(voir p.1 ou 2, No. 17)

cable du port d’'impression qui
permet un branchement aisé des

périphériques d’impression.

49



50

1 Introduzione

Congratulazioni per 'acquisto della scheda madre ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-
HDVP/D5, una scheda madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita
ASRock. La scheda madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta

all'impegno di ASRock di offrire sempre qualita e durata.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il

Q contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di
eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile sul
sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda
madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente
in uso. E possibile trovare I'elenco di schede VGA pit recenti e di supporto di CPU anche sul
sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

« Scheda madre B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5 ASRock (fattore di forma Micro
ATX)

+ Guida rapida di installazione ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5

+ CD di supporto ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5

2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

+ Vite per Socket M.2 x 1

+ 1 x mascherina metallica posteriore I/O
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione

Grafica

- Fattore di forma Micro ATX

+ Design condensatore solido

« Supporta processori 12" Generation Intel® Core™ (LGA1700)
+ Potenza a 5 fasi

+ Supporta la tecnologia Intel® Hybrid

+ Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

B660M-HDVP/D5:
« Intel® B660
H610M-HDVP/D5:
- Intel® H610

+ 2 alloggi DIMM DDR5

+ Capacita max. della memoria di sistema: 64GB

+ Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 3.0
B660M-HDVP/D5:

+ Supporto di memoria DDR5 non ECC, senza buffer*

* Supporta DDR5 4800 (1DPC) in modo nativo.

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti di
memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)
H610M-HDVP/D5:

+ Supporta memoria DDR5 non ECC, senza buffer fino a 5600*

* 11 supporto effettivo puo variare in base alla CPU
* Supporta DDR5 4800 (1DPC) in modo nativo.

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti di

memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)

+ 1alloggi PCle Gen4x16
* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
+ 2alloggi PCle Gen3x1

+ lxslot PCI

« Lavideografica integrata della scheda video UHD Intel® e le uscite
VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU
integrata.

+ Architettura grafica Intel® X* (Gen 12)
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Audio

LAN

1/0 pannello
posteriore

+ Quattro opzioni di output grafico: D-Sub, DVI-D, HDMI e
DisplayPort 1.4

*Supporta fino a 3 display simultaneamente (solo per H610M-HDVP/
D5)

+ Supporta quattro monitor (solo per B660M-HDVP/D5)

+ Supporta HDMI 2.1 compatibile TMDS con risoluzione massima
fino a 4K x 2K (4096 x 2160) a 60Hz

+ Supporta DVI-D con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz

+ Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a
60 Hz

+ Supporta DisplayPort 1.4 con DSC (compresso) risoluzione max.
fino a 8K (7680 x 4320) a 60 Hz / 5K (5120 x 3200) a 120 Hz

+ Supporta HDCP 2.3 con HDMI 2.1 compatibile TMDS e porte
DisplayPort 1.4

. Audio HD 7.1 CH (codec audio Realtek ALC897)

- Supporta protezione da sovratensione

+ 1x PCIE LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

+ Realtek RTL8111H

+ Supporto WOL (Wake-On-LAN)

« Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
+ Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

« Supporto PXE

+ 1 x porta tastiera PS/2

+ 1 xporta mouse PS/2

+ 1x porta seriale: COM1

+ 1xporta D-Sub

« lxporta DVI-D

» 1xporta HDMI

+ 1x DisplayPort 1.4

+ 2xporte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
« 1 xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)

+ Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono



Archiviazione

RAID (solo
per B660M-
HDVP/D5)

Connettore

B660M-HDVP/D5
H610M-HDVP/D5

B660M-HDVP/D5:
+ 4xporte USB 3.2 Genl (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)
H610M-HDVP/D5:
+ 2 x porte USB 3.2 Genl (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)

+ 4 x Connettori SATA3 6,0 Gb/s*
*Se M2_1 ¢ occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA, SATA3_0
sara disabilitato.
+ 1xsocket Ultra M.2 (M2_1, Key M), supporta il modulo SATA3
6,0 Gb/s di tipo 2242/2260/2280 ed il modulo PCle Gen3 x4
(32 Gb/s)**
** Supporta la tecnologia Intel” Optane™ (solo per B660M-HDVP/D5)
** Supporta il dispositivo di gestione del volume Intel® (VMD) (solo
per B660M-HDVP/D5)
** Supporto di SSD NVMe come disco davvio
** Supporta kit ASRock U.2

Supporta RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10 per dispositivi di
archiviazione SATA

1 x connettore porta stampa

1 x connettore porta COM

+ 1 x connettore SPI TPM

+ 1 x collegamento altoparlante e intrusione telaio

+ 1x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massimadil A (12 W).

1 x Connettore ventola telaio (4-pin)
*1l ventola chassis supporta ventole chassis di potenza massima di 1 A
(12W).

+ 1 x connettore ventola chassis/ventola pompa dell'acqua (4 pin)

(Controllo intelligente della velocita della ventola)

* La ventola Chassis/ventola pompa dellacqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2 A (24 W).
* CHA_FAN1/WP sono in grado di rilevare se ¢ in uso una ventola a
3 pin 0 4 a pin.

+ 1x connettore alimentazione ATX 24-pin

+ 1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin
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Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor

SO

Certificazioni

1 x connettore audio pannello frontale

2 x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (supporta
protezione da scariche elettrostatiche)

1 x connettore USB 3.2 Genl (supporto di 2 porte USB 3.2 Genl)

(supporto protezione da scariche elettrostatiche)

AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0
Supporto di SMBIOS 2.7

B660M-HDVP/D5:

CPU Core/Cache, CPU GT, VDD_CPU, VDD_IMC, VCCIN AUX,
+1,05 V PROC, + 0,82 V PCH, Regolazione multipla della tensione
+1,05 V PCH

H610M-HDVP/D5:

CPU Core/Cache, CPU GT, VDD_CPU, VCCIN AUX, +1,05 V
PROC, + 0,82 V PCH, Regolazione multipla della tensione +1,05 V
PCH

Tachimetro ventola: Ventole CPU, chassis, chassis/pompa dellacqua
Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, chassis, chassis/pompa
dellacqua

Controllo velocita ventola: Ventole CPU, chassis, chassis/pompa
dellacqua

Rilevamento CASE OPEN

Monitoraggio tensione: CPU Vcore, +1,05 V_PCH, VDD_CPU,
VCCIN AUX, +1,05 V PROC, + 0,82 VPCH, +12 V, + 5V, + 3,3V,
VCCSA

Microsoft® Windows® 10 64 bit / 11 64 bit

FCC, CE
ErP/EuP Ready (¢ necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la

A regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o
l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita
del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre
eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati
da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non € posizionato alcun

cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

W

Short Open

Jumper per azzerare la

CMOS
(CLRMOS1)
(vedere pag. 1,2, n. 13)

Jumper a 2 pin

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un cappuccio jumper per
cortocircuitare i di CLRMOS1 per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare la CMOS subito dopo
aver aggiornato il BIOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo 'aggiornamento del BIOS,
¢ necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire 'operazione
di azzeramento della CMOS. La password, la data, I'ora e il profilo predefinito dell'utente
saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della CMOS. Ricordarsi di rimuovere il

cappuccio jumper prima di cancellare la CMOS.

Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS "Azzerare
stato” per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.
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4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del
A Jjumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e
connettori provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED: Collegare l'interruttore
sistema

(PANELI a 9 pin)
(vedere pag. 1, 2, n. 12)

dell'alimentazione, l'interruttore
di reset e l'indicatore dello stato

del sistema sullo chassis su questo

header secondo la seguente

HDLED-
HDLED+

assegnazione dei pin. Annotare
i pin positivi e negativi prima di
collegare i cavi.

collegare all'interruttore dell alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. E possibile

Q PWRBTN (interruttore di alimentazione):

configurare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):

collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interruttore
di reset per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale
riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
¢ acceso quando il sistema ¢ in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED ¢é spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione $4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED ¢ acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

1l design del pannello anteriore pud cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pannello
anteriore ¢ composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore di reset,
LED di alimentazione, LED di attivita disco rigido, altoparlante, ecc. Quando si collega il
modulo del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le assegnazioni del
filo e le assegnazioni del pin corrispondano correttamente.
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Collegamento altoparlante SPEAKER Collegare l'intrusione telaio
e intrusione telaio Dum e e l'altoparlante a questo
(SPK_CI1 a 7 pin) Al l collegamento.
(vedere pag. 1, 2, n. 10) ] O 8

SIGN/!\L l

GND
DUMMY
Connettori Serial ATA3 $| ;\‘_)| Questi quattro connettori SATA3
Verticale: E E supportano cavi dati SATA
(SATA3_0: 0 = n per dispositivi di archiviazione
vedere pag. 1, 2, n. 8) ;| Bl §| interna, con una velocita di
(SATA3_1: E E trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.
vedere pag. 1,2,n.9) o = « *Se M2_1 & occupato da un
(SATA3_2: dispositivo M.2 di tipo SATA,
vedere pag. 1,2, n.7) SATA3_0 sara disabilitato.
(SATA3_3:
vedere pag. 1, 2, n. 6)
Header USB 2.0 USB_PWR Ci sono due connettori USB 2.0
5.

(USB_3_4a 9 pin)
(vedere pag. 1, 2, n. 15)
(USB_5_6 a9 pin)
(vedere pag. 1, 2, n. 14)

su questa scheda madre. Ciascun
header USB 2.0 puo supportare

due porte.

Header USB 3.2 Genl
(USB3_1_2a 19 pin)
(vedere pag. 1,2, n. 5)

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Su questa scheda madre ce
un connettore USB 3.2 Genl.
Questa basetta USB 3.2 Genl puo

supportare due porte.
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Header audio pannello
anteriore

(HD_AUDIOL1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, 2, n. 19)

)

Questo header serve a collegare i

OUT_RET—O|O1— OUT2_L
Of— J_SENSE . PRI . .
wic_rep | vtk dispositivi audio al pannello audio
PRESENCEr MR anteriore.
GND MIC2_L

1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo
chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel

nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

seguendo le fasi di seguito:
A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario
collegarli per il pannello audio AC’97.

E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di
controllo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

. Sesi utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull'header audio del pannello anteriore

Connettore della ventola
dello chassis
(CHA_FAN2 a 4 pin)
(vedere pag. 1, 2, n. 16)

GND
+12v

CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTRO

R

Collegare il cavo della ventola
al connettore della ventola e far
corrispondere il filo nero al pin di

terra.

Connettori ventola chassis /
pompa dell'acqua
(CHA_FAN1/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, 2, n. 20)

BwN e

GND

Questa scheda madre ¢ dotata

FAN_VOLTAGE

CHA_FAN_SPEED

di connettori a 4-Pin per ventole

FAN_SPEED_CONTROL

raffreddamento ad acqua del
telaio. Se si decide di collegare una
ventola telaio con raffreddamento
ad acqua a 3 pin, collegarla al pin
1-3.

Connettore ventola CPU
(CPU_FANT1 a 4 pin)
(vedere pag. 1,2, n. 3)
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GND

+12v

CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU (Ventola silenziosa)
a4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.
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Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1,2, n. 4)

H610M-HDVP/D5

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX a 24 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a 20 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il pin 13.

Connettore di 8 5 Questa scheda madre ¢ dotata di
alimentazione ATX da NN un connettore di alimentazione
12V 4DDDD y ATX da 12 V a 8 pin. Per utilizzare
(ATX12V1 a 8 pin) un'alimentazione ATX a 4 pin,
(vedere pag. 1,2,n. 1) collegarla lungo il pin 1 e il pin 5.
*Attenzione: Assicurarsi che il
cavo di alimentazione collegato
sia per la CPU e non la scheda
grafica. Non inserire il cavo di
alimentazione PCle in questo
connettore.
Connettore SPI TPM SP';::?:WR Questo connettore supporta il
(SPI_TPM_J1 a 13 pin) Dy sistema SPI Trusted Platform
(vedere pag. 1,2, n. 11) Rers. Module (TPM), che puo archiviare
SOOI (legw " in modo sicuro chiavi, certificati
1[QI0[0J0lO CIJ digitali, password e dati. Un
JNEF"—TPM—CS“ sistema TPM permette anche di
srimeo potenziare la sicurezza della rete,
sy D02 di proteggere identita digitali

e di garantire l'integrita della
piattaforma.

Header porta seriale
(COM2 a9 pin)
(vedere pag. 1,2, n. 18)

Questo header COM supporta un

modulo di porta seriale.
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Header porta di stampa
(LPT1 a 25 pin)
(vedere pag. 1,2, n. 17)

Si tratta di un'interfaccia per il
cavo della porta di stampa che
consente una comoda connessione

ai dispositivi della stampante.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5, una
placa base fiable fabricada segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un
rendimiento excelente con un disefio resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y

resistencia de ASRock.

contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el

Si esta documentacion sufre alguna modificacion, la versién actualizada estard disponible en
el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta placa
base, visite nuestro sitio web para obtener informacién especifica sobre el modelo que esté
utilizando. Podrd encontrar las ultimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la

CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

« Placa base ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5 (Factor de forma Micro
ATX)

+ Guia de instalacién rapida de ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5

« CD de soporte de ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5

+ 2x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

+ 1x Tornillo para el zocalo M.2

+ 1xescudo panel E/S
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

Graficos

- Factor de forma Micro ATX
« Disefio de condensador solido

« Compatible con la 12° generacién de procesadores Intel® Core™
(LGA1700)

+ Diseno de 5 fases de alimentacion

+ Compatible con la Tecnologia Hibrido de Intel®

+ Admite tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

B660M-HDVP/D5:
- Intel® B660

H610M-HDVP/D5:
- Intel® H610

« 2 ranuras DDR5 DIMM

- Capacidad méaxima de memoria del sistema: 64GB

« Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 3.0
B660M-HDVP/D5:

« Admite memoria DDR5 no ECC, sin bufer*

* Admite DDR5 4800 (1DPC) de forma nativa.

* Para obtener mas informacién, consulte la lista de memorias
compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
H610M-HDVP/D5:

+ Admite memoria DDR5 no ECC sin bufer de hasta 5600*

* El soporte real puede variar segtin la CPU

* Admite DDR5 4800 (1DPC) de forma nativa.

* Para obtener mas informacién, consulte la lista de memorias

compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)

+ 1 ranura PCle Gen4x16
* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
2 ranuras PCle Gen3x1

« 1ranura PCI

+ Intel® UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles unicamente con procesadores con GPU integrado.
+ Arquitectura de graficos Intel® X* (Generacion 12)
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Audio

LAN

E/S en panel
posterior

H610M-HDVP/D5

Cuatro opciones de salida grafica: D-Sub, DVI-D, HDMI y
DisplayPort 1.4

*Admite hasta 3 pantallas simultaneamente (sélo para H610M-HDVP/
D5)

Compatible con cuatro monitores (s6lo para B660M-HDVP/D5)
Compatible con HDMI 2.1 TMDS con una resolucién maxima de
4K x 2K (4096x2160) a 60Hz

Admite DVI-D con una resolucién méxima de 1920x1200 a 60 Hz
Admite D-Sub con una resoluciéon maxima de 1920x1200 a 60 Hz
Admite DisplayPort 1.4 con DSC (comprimido), resolucién
maxima hasta 8K (7680x4320) a 60Hz o 5K (5120x3200) a 120 Hz
Admite HDCP 2.3 con HDMI 2.1 compatible con TMDS y puertos
DisplayPort 1.4

7.1 Audio CH HD (Cédec de audio Realtek ALC897)
Admite proteccién contra sobretensiones

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111H

Admite la funcién Reactivacion de LAN

Admite proteccion contra rayos y descargas electrostéticas (ESD)
Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

1 x puerto de teclado PS/2

1 x puerto de ratén PS/2

1 x puerto serie: COM1

1 x Puerto D-Sub

1 x puerto DVI-D

1 x puerto HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)

1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE
y LED DE VELOCIDAD)

Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /

Micréfono
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Almacena-
miento

RAID (sélo
para B660M-
HDVP/D5)

Conector

B660M-HDVP/D5:
+ 4 xPuertos USB 3.2 Genl (admite proteccion contra descargas
electrostdticas)
H610M-HDVP/D5:
+ 2xPuertos USB 3.2 Gen1 (admite proteccion contra descargas

electrostdticas)

« 4x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s*
*Si M2_1 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA, SATA3_0 se
deshabilitara.

+ 1 x Zobcalo Ultra M.2 (M2_1, Clave M), compatible con los modos

de tipo 2242/2260/2280 SATA3 6,0 Gb/s y PCle Gen3x4 (32 Gb/s)**

** Compatible con la tecnologia Optane™ de Intel® (s6lo para B660M-
HDVP/D5)
** Admite el Dispositivo de Administracion de Volumen (VMD, segun
sus siglas en ingles) de Intel® (sélo para B660M-HDVP/D5)
** Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
** Admite el kit U.2 de ASRock

+ Admite RAID 0, RAID 1, RAID 5y RAID 10 para dispositivos de
almacenamiento SATA

1 x Base de conexiones de puerto de impresion

-+ 1 x Base de conexiones de puerto COM

« 1x Conector SPI TPM

+ 1x cabezal de intrusién de chasis y de altavoces

+ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.

+ 1x Conector para ventilador del chasis (4 contactos)
* El ventilador del chasis admite el ventilador del chasis con una
potencia de ventilador maxima de 1 A (12 W).

+ 1x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de agua/

chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)

* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2 A (24
W).
* CHA_FAN1/WP se pueden detectar automaticamente si se usa el
ventilador de 3 o 4 contactos.

+ 1 x conector de alimentacién ATX de 24 contactos

« 1x conector de alimentacion de 12V de 8 contactos
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Funciondela -

BIOS

H610M-HDVP/D5

1 x Conector de audio en el panel frontal

2 x Bases de conexiones USB 2.0 (Admite 4 puertos USB 2.0)
(Admite proteccion contra descargas electrostaticas)

1 x base de conexiones USB 3.2 Genl (Admite 2 puertos USB 3.2
Genl) (Admite proteccion contra descargas electrostaticas)

BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
multilingiie

Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0

Admite SMBIOS 2.7

B660M-HDVP/D5:

Varios ajustes de voltaje de nuicleo y caché de CPU, GT de CPU,
VDD_CPU, VDD_IMC, VCCIN AUX, +1,05V PROC, +0,82V/
PCH, +1,05V PCH

H610M-HDVP/D5:

Monitor de .
hardware

SO

Certificaciones -

Varios ajustes de voltaje de nticleo y caché de CPU, GT de CPU,
VDD_CPU, VCCIN AUX, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +1,05V
PCH

Tacémetro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/chasis,
chasis, CPU

Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de
la bomba de agua/chasis, chasis, CPU

Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, chasis, CPU

Deteccion de CARCASA ABIERTA

Supervision del voltaje: CPU Vcore, +1,05V_PCH, VDD_CPU,
VCCIN AUX, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +12V, +5V, +3,3V,
VCCSA

Microsoft® Windows® 10 64 bits/11 64 bits

FCCyCE
Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacion

preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

A

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,

incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las

herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad

del sistema e, incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacion se debe

realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna

responsabilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.

65



66

1.3 Instalacion de los puentes

La instalaciéon muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se
coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los

contactos, el puente queda “Abierto”.

W W

Short Open

Puente de borrado de CMOS

(CLRMOSI1)
(consulte la pag. 1, 2, N.° 13)

Puente de 2 contactos

CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los parametros
del sistema a los valores predeterminados de instalacién, apague el ordenador y desenchufe
el cable de alimentacion de la toma de alimentacion. Después de esperar 15 segundos,
utilice una tapa de puente para acortar los contactos en el CLRMOSI durante 5 segundos.
Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que haya actualizado la BIOS. Si necesita
borrar el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, deberd arrancar el sistema primero y,
a continuacion, debera apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta
que la contrasefia, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado seran eliminados
unicamente si se retira la pila del CMOS. Acuérdese de retirar la tapa de puente después de
borrar el CMOS.

Si borra el CMOS, podra detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcion del BIOS “Clear
Status” (Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dafiard

f Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre

de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del sistema
(PANELI de 9 contactos)
(consulte la pag. 1,2, N.2 12)

Conecte el interruptor de
alimentacion, restablezca el
interruptor y el indicador del

estado del sistema del chasis a los

valores de este cabezal, segtin los

HDLED-
HDLED+

valores asignados a los contactos
como se indica a continuacion.
Cerciorese de cudles son los
contactos positivos y los negativos
antes de conectar los cables.

PWRBTN (Interruptor de alimentacion):
Conéctelo al interruptor de alimentacion del panel frontal del chasis. Deberd configurar la
forma en la que su sistema se apagard mediante el interruptor de alimentacién.

RESET (Interruptor de reseteo):
Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de reseteo
para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S1/S3. El indicador LED se apaga
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: interruptor de alimentacién, interruptor de reseteo, indicador
LED de alimentacion, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando
conecte su médulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones
de los cables y los contactos coinciden correctamente.
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Cabezal de intrusion de chasis SPEAKER Conecte la intrusion de chasis y
y de altavoces DUN?,\[,:\I(A e el altavoz del chasis a este cabezal.
(SPK_CI1 de 7 contactos) oy | |
(consulte la pag. 1, 2, N.° 10) ; o) 8

SIGNAL |

GND
DUMMY
Conectores Serie ATA3 :| e :| Estos cuatro conectores SATA3
Vertical: E m m E son compatibles con cables de
(SATA3_0: uo = = datos SATA para dispositivos de
consulte la pag. 1, 2, N.° 8) :)| Bl 2| almacenamiento interno con una
(SATA3_1: E m m E velocidad de transferencia de
consulte la pag. 1,2, N.°9) 2 2 datos de hasta 6,0 Gb/s.
(SATA3_2: *8i M2_1 se ocupa con un
consulte la pag. 1,2, N.° 7) dispositivo M.2 de tipo SATA,
(SATA3_3: SATA3_0 se deshabilitara.
consulte la pag. 1, 2, N.° 6)
Cabezales USB 2.0 USB_PWR Hay dos bases de conexiones
5.

(USB_3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, 2, N.c 15)
(USB_5_6 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, 2, N.c 14)

USB 2.0 en esta placa base. Cada
cabezal USB 2.0 admite dos

puertos.

Cabezal USB 3.2 Genl
(USB3_1_2 de 19 contactos)
(consulte la pag. 1,2, N.° 5)

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Esta placa base tiene otra base de
conexiones USB 3.2 Genl. Esta
base de conexiones USB 3.2 Genl
admite dos puertos.
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Cabezal de audio del panel ouT ReT—ISTOL ouT2 L Este cabezal se utiliza para
frontal e —tStal o & conectar dispositivos de audio al
(HD_AUDIOL1 de e —= M-t panel de audio frontal.

9 contactos) 1
(consulte la pag. 1,2, N.° 19)

R

1. El Audio de Alta Definicion (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de
conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA para
que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual
y en el manual del chasis para instalar su sistema.

2. Si utiliza un panel de audio AC’97, coléquelo en el cabezal de audio del panel frontal

siguiendo los pasos que se describen a continuacién:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexién a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es necesario
que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en el
panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacion” (Recording Volume).

Conector del ventilador del o Conecte el cable del ventilador

chasis

(CHA_FAN2 de 4 contactos)

12v o
T CHA_FAN_SPEED al conector del ventilador y haga

FAN_SPEED_CONTRO . .1 .
coincidir el cable negro con el pin

(consulte la pag. 1, 2, N.° 16) de conexion a tierra.

1o oaa

Conectores del ventilador de 1 A Esta placa base proporciona un
2 FAN_VOLTAGE
la bomba de agua/chasis 3 CHA_FAN_SPEED conector de ventilador del chasis
4 FAN_SPEED_CONTROL
(CHA_FAN1/WP de de refrigeracion por agua de
8 por ag
4 contactos) 4 contactos. Si tiene pensando
(consulte la pag. 1, 2, N.° 20) conectar un ventilador de
refrigeracion por agua del chasis
de 3 contactos, conéctelo al
contacto 1-3.
Conector del ventilador de la A Esta placa base contiene
CPU un conector de ventilador
(CPU_FANI1 de 4 contactos) “ ZT,ND (ventilador silencioso) de CPU
(consulte la pag. 1,2, N.° 3) [t de 4 contactos. Si tiene pensando

conectar un ventilador de CPU
de 3 contactos, conéctelo al

contacto 1-3.
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Conector de alimentacién 12 [0 24
ATX

(ATXPWRI de 24 contactos)
(consulte la pag. 1, 2, N.c 4)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacion ATX
de 20 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 13.

Conector de alimentacién 8 5
ATX de 12V OO
(ATX12V1 de 8 contactos) 4DDDD1

(consulte la pag. 1,2, N.c 1)

Esta placa base contiene un
conector de alimentaciéon ATX de
12 V y 8 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacién ATX
de 4 contactos, conéctela en los

contactos del 1 al 5.

*Advertencia: Asegurese de

que el cable de alimentacion
conectado corresponda a este
CPU y no a la tarjeta grafica. No
conecte el cable de alimentacion
PCle a este conector.

Conector SPI TPM SPI_DQ3
SPI_PWR
(SPI_TPM_J1 de 13 Dumcr:z
SPI_MOSI
contactos) le
TPM_PIRQ
. . o
(consulte la pag. 1,2, N.0 11) SO
il @)[e)[e)[e](e][e]
| SIIDI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

Este conector es compatible

con el sistema SPI Médulo de
Plataforma Segura (TPM, en
inglés), que puede almacenar de
forma segura claves, certificados
digitales, contrasenas y datos. Un
sistema TPM también ayuda a
aumentar la seguridad en la red,
protege las identidades digitales
y garantiza la integridad de la
plataforma.

Cabezal de puerto serie
(COM2 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, 2, N.° 18)

CCTS#1

RRI#1
RRTS#1

DDCD#1

Esta base de conexiones COM
admite un mddulo de puerto

serie.
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Cabezal de puerto de
impresion

(LPT1 de 25 contactos)
(consulte la pag. 1, 2,
N.o 17)

Esta es una interfaz para el cable
del puerto de impresion que
permite una comoda conexién de

dispositivos de impresion.
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1 BBepeHune

Brarogapum Bac 3a mpuo6peTeHe HajieXHOI MaTeprHcKoit miarbl ASRock B660M-HDVP/
D5/ H610M-HDVP/D5, BbirycKaeMoii mojj OCTOSHHBIM CTPOTMM KOHTPO/IEM KOMIAHUM
ASRock. Ora maTepuHCKas 1aTa obecrieuBaeT BeTMKOMEIHYIO TPOM3BOUTEILHOCTD 1
OT/IMYAETCA HAJIeKHOI KOHCTPYKIIMeil B COOTBETCTBUY C TpeboBaHMAMY Komnanuu ASRock

B OTHOLIECHNMM Ka4e€CTBa U OITOBEYHOCTU.

ITo npuquﬂe 00HO87IEHUS xapakmepucmuk cucmemHol naamuvl u npﬂZPﬂMMHOc"O
obecneuenust BIOS codepicumoe Hacmosugeii 00KyMeHmauuu moxem Obimb udmereHo 6e3

npedsapumenvozo ysedoymnenus. IIpu usmenenuu co0epiumozo Hacmosu4ezo OKymeHma
€20 06Ho8MIEHHAs Bepcust Gydem docmynta Ha ée6-catime ASRock 6e3 npedsapumenviozo
yeedomnerus. IIpu HeoOxo0uMoCmuy mexHUHecKoi no00ePH KU, C6AIAHHOU C MAMEPUHCKOLL
naamoti, nocemume 8e6-caiim u Halloume Ha HeM UHPOPMAUUIO 0 MOOETIU UCNIONb3YeMOil
samu mamepunckoii nnamol. Ha ée6-caiime ASRock makice MOJICHO HAlimu camblil NOCIOHUTE
nepeuenv noddepuusaemvix VGA-kapm u I[I1. Be6-catim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KomnnekT nocTtaBKu

+ Marepunckas nmara ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5 (popm-dakrop
Micro ATX)

+ Kparkoe pykosopcTso 1o ycranoske ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5

« Iuck ¢ ITO gt ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5

« 2 xabenst nepepaun fanubix Serial ATA (SATA) (nprnobpeTaroTcst OTAENIbHO)

« 1 x BunT mus raesga M.2

+ 1 3KpaH maHenu ¢ IOpTaMiu BBOJa-BbIBOIA
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H610M-HDVP/D5

1.2 TexHN4YeCKne XxapakTepucTuKku

Mnarpopma

un

Yuncer

Mamatb

Cnotbl
pacwmpeHus

Fpadpunueckas
nopcucrema

+ ®opm-dakrop Micro ATX

« Cxema Ha OCHOBE TBEPAOTENbHBIX KOHAEHCATOPOB

+ Tloppep>xka mporeccopos 12-ro mokonenns Intel® Core™
(LGA 1700)

« Cucrema nutaHus 5

» Tloppepyxka texunonornu Intel® Hybrid

« Tloppepxusaercs texHonorus Intel® Turbo Boost Max 3.0

B660M-HDVP/D5:
- Intel® B660

H610M-HDVP/D5:
- Intel® H610

« 2rne3ga DDR5 DIMM

+ Maxkcumanpusiit 06bem O3Y: 64 I'6

+ Tloppepxusaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0
B660M-HDVP/D5:

+ Tlopnepxusarorcsa Moaynu HebydepnszosanHoit mamsaTu DDR5 6e3

ECC*

* Berpoennas moppepskka DDR5 4800 (1DPC).

* IlononuuTenbHasA nHGopManus npexcrasieHa B Crmcke
coBmectnMoit mamaTu (Memory Support List) Ha Be6-caiite ASRock.
(http://www.asrock.com/)
H610M-HDVP/D5:

+ Tloppepxka Hebydepnszosannoit mamsatu DDR5 6e3 ECC mo 5600*
*®akTnyeckas NOfiep>KKa 3aBUCUT OT IIpoLieccopa

* Berpoennas moppepskka DDR5 4800 (1DPC).

* IlomonuuTenbHaA nH(OpManus npexcrasieHa B Crmcke
coBmectnmoit mamsaTu (Memory Support List) Ha Be6-caiite ASRock.

(http://www.asrock.com/)

« 1 xPCle Gen4x16 ruesp

* Tlopmep>KMBaIOTCA B KadecTBe 3arpy30uHbIX SSD-muckn timma NVMe
« 2x PCle Gen3x1 ruesp
+ 1 cmor PCI

+ Bcrpoennsiit Bupeoanantep Intel® UHD Graphics 1 Bbrxopst
VGA noppep>XmuBaroTcs ToNbKO npu ucnonbzopanuu LI co
BCTPOEHHBIMM IpapyuecKIMI IPOLIECCOPAMIL.

- Ipaduueckas apxurexrypa Intel® X® (12 mokosnenue)
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3BYK

LAN

TbinoBble

nopTbl BBOAa-
BblBOAA

+ Yersipe rpaduuecknx Boixoga: D-Sub, DVI-D, HDMI n

DisplayPort 1.4

*IToppepXKMBaeTCst BbIBOJ OHOBPEMEHHO Ha 3 MOHUTOPA (TOIBKO ISt
H610M-HDVP/D5)

« Iloppepxka paborsr ¢ Yersipe MoHUTOpaMu (TOIBKO Ayt B660M-

HDVP/D5)

IMonnepxxa HDMI 2.1 TMDS coBMecTM ¢ MaKCUMaIbHBIM
pasperernem o 4K x 2K (4096x2160) mpu 60 Ity
Hoppepxupaerca DVI-D ¢ MakcuManbHbIM paspelieHeM 10
1920x1200 ripm 60 Iy

ITopneprxuBaercss D-Sub ¢ MakcuMasbHBIM paspelieHnueM 10
1920x1200 ripm 60 Iy

IMoppeprxka DisplayPort 1.4 ¢ DSC (8 cxxarom popmare), ¢ Maxc.
paspeuernem o 8K (7680x4320), 60 It/ 5K (5120x3200), 120 Ity
Ioppep>xxa HDCP 2.3 ¢ pagbemamu, copMectumbiMu ¢ HDMI 2.1
TMDS, u DisplayPort 1.4

7.1-KaHa/IbHBIN 3BYK BBICOKOIT YeTKoCTH (ayamoxopek Realtek
ALC897)

3amyTa OT NepenajioB HalpsDKEHM B 3/1eKTPUYECKOI CeTI

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 M6ut/c

Realtek RTL8111H

IMoppepxuBaeTcs mpobysxpeHnme mo JIBC

MornHmesamyTa 1 3aIyUTa OT IMeKTPOCTATIIECKIX Pa3pATOB
IMoppepxuBaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az
Ioppepxusaerca PXE

1 x mopr PS/2 o knaBuaTypst

1 x mopr PS/2 g mbim

1 x [TocnemosaTenbuplit mopt: COM1

1 x mopt D-Sub

1 x mopt DVI-D

1 x mopr HDMI

1 x nopt DisplayPort 1.4

2 x nopta USB 2.0 (¢ 3a11TO OT 9/IeKTPOCTATUYECKIX PA3PSIOB)
1 x mopr JIBC RJ-45 ¢ nupauxaropamu (AxTuBHOCTE/ CoeyiHeHne
u CKOpOCTb)

Pasbembl HD Audio: munesinbiii Bxop / dponTanpubie AC /

MUKPOGOH



3anomMmuHalo-

wue
ycTpoicTBa

RAID (Tonbko
ans B660M-
HDVP/D5)

Pasbembl

B660M-HDVP/D5
H610M-HDVP/D5

B660M-HDVP/D5:
+ 4 xmnoproB USB 3.2 Genl (c 3aIutoit OT 9/eKTPOCTATUIECKUX
paspAnoB)
H610M-HDVP/D5:
+ 2xmnoproB USB 3.2 Genl (c 3aIutoit OT 9/eKTPOCTATUIECKUX
paspsoB)

« Pazpem SATA3 6,0 [6ut/c* x 4 wr.
* Ecrmm cnot M2_1 3anAT ycrporictBoM M.2 tuma SATA, unTepdeiic
SATA3_0 6yzeT OTK/IIOUEH.
+ Tuespo Ultra M.2 (M2_1, Key M), mopifiepykka pe>kiMoB
2242/2260/2280 SATA3 6,0 I'6ut/c u PCle Gen3x4 (32 I'6ur/c)**
x 1 mT.
** TTonneprxka rexuonorvy Intel® OptanérM (Tonbko g1 B660M-
HDVP/D5)
** TToppepskka TexHomoruu Intel® Volume Management Device (VMD)
(Tonbko mist B660M-HDVP/D5)
** [opmep>KMBaKOTCA B KaueCcTBe 3arpy304HbIX SSD-/iuckn Tma
NVMe
** Iogmep>xnBaetcst komrrekT ASRock U.2

+ TopgepxmBaerca RAID 0, RAID 1, RAID 5 u RAID 10 ga
3aIIOMIHAIONINX yCTporicTB SATA

+ 1 X KO/ojKa opTa IpuHTepa

« 1xkonopka COM-nopra

« 1 x komonka SPI TPM

+ 1 X KoojiKa ¢ pa3beMaMy JATYMKA BCKPBITUA KOPITyca U JVHAMMKA

+ 1 X pasbeM i1 BeHTIIATOpA oxnakaeHus 1111 (4-KOHTaKTHBII1)
* PazbeM IIPOLIeCCOPHOTO BEHTI/IITOPA IO PXKIBAET BEHTU/IATOP C
noTpebseMbiM ToKkoM He 6ormee 1 A (12 Br).

+ 1 X pasbeM /g KOPITYCHOTO BEHTUIATOPA (4-KOHTAKTHBII)
* PagbeM KOPITYCHOTO BEHTH/IATOPA TIOffIeP)KMNBACT BEHTUIATOP C
noTpe6bnsaeMbIM TOKOM He 6omee 1 A (12 Br).

+ 1 X pasbeM J/Isi KOPITYCHOTO BEHTHU/ISATOPA VIV BOJSHOI ITOMITBI

(4-KOHTAKTHBII) (CMAaPT-PETY/IATOP CKOPOCTY BEHTU/IATOPA)

* PazbeM s KOPITyCa KOPITYCHOTO BEHTUIATOPA MM BOJSTHOII
[IOMIIBI TIOfifiePXKVBAET BEHTU/IATOP C IIOTPeO/IsieMBbIM TOKOM He 6ojiee
2 A (24 Br).
* Ina pazpemo CHA_FAN1/WP aBroMarnuecku onpepenseTcs TUIL
TOJIK/IIOYEHHOTO BEHTU/IATOPA: 3- VN 4-KOHTAKTHBIIA.

« 1x paspem nuraung ATX, 24-KOHTaKTHbBIN

« 1x pasbem nutanusa 12 B, 8-KOHTaKTHbIN
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MapameTpbl
BIOS

KoHTponb
o6opypoBa-
HUA

OnepauunoH-
Hbleé CcuCTeMbl

Ceptuduka-
uua

1 ayanopasbeM JIsl lepejjHeit aHe/

2 xonmopxu USB 2.0 (4 mopra USB 2.0) (c sammroit ot
9JIEKTPOCTATUYECKIX Pa3psLOB)

1 xomopka USB 3.2 Genl (2 mopta USB 3.2 Genl) (c 3aupmrosi ot
97IEKTPOCTATIIECKIX Pa3PsI0B)

AMI UEFI Legal BIOS ¢ nopiziepkKoit MHOTOSA3bIYHOTO
rpaduyaeckoro nHTepdeiica

IMoppeprxka GpyHKIMiT Tpobyxaenns o cranaapty ACPI 6.0
IMoxnepxxa SMBIOS 2.7

B660M-HDVP/D5:

Perynmuposka nanpsxennit agpa/kam 1IT, CPU GT, VDD_CPU,
VDD_IMC, VCCIN AUX, +1,05 B PROC, +0,82 B PCH, +1,05 B
PCH

H610M-HDVP/D5:

Perymuposka nanpsixennit agpa/kamr IIT, CPU GT, VDD_CPU,
VCCIN AUX, +1,05 B PROC, +0,82 B PCH, +1,05 B PCH

Taxometp: BenTuaaTop LI1; KOpIycHOI, KOPIYCHOI BEHTUIATOP
VIV TIOMITa BOZIAHOTO OXJTaXK/IeHMs KOpITyca

Becirymuas pa6oTa (¢ aBTOMaTH4eCKOIl PeryInpoBKOii CKOPOCTU
BpallleHIs1 B 3aBUCKMOCTH OT TeMiepaTypsl LII1): BeHTHIATOP
LIIT; kopIrycHOJ1, KOPIyCHOI BEHTU/IITOP M/IU OMIIA BOZIAHOTO
OXJIAXK]IEHNS KOPITyCca

Perynuposka ckopoctu Bpauenus: sentunarop LIT; xopmycnoii,
KOPITyCHOV BEHTU/IATOP VIV IOMITA BOJIAHOTO OX/Ta)KIeHMs
KopIIyca

JaT4mk BCKPBITHA KOpITyca

Konrponp manpsixennit: CPU Vceore, +1,05 B_PCH, VDD_CPU,
VCCIN AUX, +1,05 B PROC, +0,82 B PCH, +12 B, +5 B, +3,3 B,
VCCSA

Microsoft® Windows® 10 (64-paspsigHas) / 11 (64-paspsignast)

FCC, CE
CosmectumocTb ¢ ErP/EuP (Heobxomum 610K uTaHms,
cooTBeTcTBYOmMII cTanfapry ErP/EuP)

* C 0ononHumenvHot uHgopmaueii 06 U30enUU MOKHO 03HAKOMUMDCA HA 6e0-catime: http://www.asrock.com

npumenenue mexronozuu Untied Overclocking u ucnonv3osanue uHcmpymenmos pazeona

f Criedyem yuumviéamo, 4mo paseon npovyeccopa, 6Kkouas usmenenue nacmpoex BIOS,

He3aBUCUMbIX NPOU3BOOUMEnell, CONPSICEH ¢ onpedeneHHbimM puckom. Paszon npoueccopa

MONCerm CHU3UMb CMAOUNLHOCTb CUCEMbL UL 0axce npusecmu K no&pembeuum ee

KOMNOHEHMO08 U ycmpoﬁcm& Paszeon npoueccopa ocyuLectmenaemcs noniv3osamenem

Ha cobcmeenHblil puCK u 3a cobcmeennbiii cuem. Mol He Hecem 0mMeemcmeeHHoOCMb 3a

B03MOJNCHBIIL Yu4epl, 6bI36aHHDITE PA32OHOM NPOLECCOPA.



B660M-HDVP/D5
H610M-HDVP/D5

1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBKa II€pEMbIYEK ITOKAa3aHa Ha pUCYHKE. HPI/I YCTaHOBKE II€PpEMBIYKI-KOIIIa9Ka
Ha KOHTAKTBI IIEpEMbBIYKA «3aMKHYyTa». Ecmu II€peMbIYKa-KO/INA4Y0K Ha KOHTAKTBI HE

YCTaHOB/IEHA, TIepeMbIYKa «Pa3OMKHYTa».

W

Short Open

ITepembruka cOpoca

Hacrpoek CMOS
(CLRMOSI)
(Cm. ctp. 1,2, N 13)

2-KOHTAKTHas

IIepeMbIYKa

CLRMOSI ncnonbayercst wist ypanenust ganabix CMOS. Yto6b1 cOpocuts 1 06HYINTH
TapaMeTphl CYCTeMbI Ha HACTPOVIKI 110 YMOTYAHNIO, BHIK/TIOUNTE KOMIbBIOTED 1 U3B/IEKNTE
OTK/II0YNTE Kabe/lb MMTaHNA OT MCTOYHNMKA INTAHNUA. BoDKauTe 15 CeKyHI 1 HAKMFHOI
[epeMbIYKOIT 3aMKHUTe KOHTAaKThl pagbeMa CLRMOS1 Ha 5 cexynn. He cOpacsiaiire
Hacrpoitku CMOS cpasy nocie o6uosnenns BIOS. ITpu neobxopumoctu c6pocutsb
Hacrpoitku CMOS cpasy noce o6nosernst BIOS cHagana nepesarpysure cucremy, a
3aTeM BBIK/IIOYMTE KOMIIbIoTep Hepef copocom HacTpoek CMOS. Yurure, 4T0 I1apoib,
zara, BpeMs ¥ Ipodu/ib II0/Ib30BATE/A 10 YMOTYAHUIO COPACBIBAIOTCS TOMBKO B TOM
cny4ae, ecu usByiedb 6atapero CMOS. ITocre copoca Hacrpoek CMOS He 3a6yzibre CHATD

HaKMJIHYIO TIepEMBIYKY.

Cépoc Hacmpoex CMOS mosem npusecmu k onpedesenuio 8ckpoimuio kopnyca. Ymo6ut
00HyIUMb 3anuch npedbidyuiezo onpedesieHus 6CKPbLMUL KOPRYCa, UCHOb3Yiime napamemp
Clear Status (O6nynump cocmosnue) BIOS.
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1.4 Konopgku v Pa3beMbl, PaCnOJZIOKEHHDbIE Ha CUCTEMHON

njare

A

Konopka cucreMHOi PLED+

MaHenm

(9-konrtaktHas, PANELI)
(Cm. crp. 1,2, Ne 12)

Pacnonosicernvle HA CUCMEMHOLL naame KonoOKuU upa.?‘beMbl HE signsitomes nepembmkumu.
HE ycmanasﬂusatlme Ha 3Mu KOLOOKU U paszvemvlL nepemvluKU-KOINA1UKU. Yemanoska
YlEPEMbI‘teK-KOI!na‘iKDB HA MU KONOOKU U PﬂS‘bth[ Moxcem 8vl38anv Heycmpaﬂumoe
noapem@eaue CUCTNeMHOTL NAAMbl.

HOJIK]IIO‘II/ITC PpacoIO’KEeHHbIE
Ha KOpITyCe BbIK/II049aTe1b
IINTaHNs, KHOIIKY II€pe3arpy3ku 1

VMHIVKATOP COCTOAHNA CUCTEMbI

K 9TON KOJIOJKE B COOTBETCTBUN

HDLED-
HDLED* C pacIrpefieieHyieM KOHTaKTOB,
npuBeneHHbIM Hinke. [leper
HOIK/II0YeHeM Kabeteit
OIIpejesIiTe HOMIOXKUTEIbHBLI I
OTpUILATe/IbHBIIT KOHTAKTBL.
PWRBTN (xnonka numanus):

Tlooknouenue KHONKU NUMAHUA, PACNOTIONEHHOLL HA nepedHeti naxenu kopnyca. MosxiHo
Hacmpoumb HOP}H)DK BUIKNTIOUEHUA CUCMEMbL C UCNOTb308AHUEM KHONKU NUMAHUA.

RESET (xnonka nepeszazpysxu):

Tlookntouene KHONKY Nepe3azpy3Ku CUCMeMbl, PACNOTONEHHOT HA nepedHeti naenu
Kopnyca. Haxmume KHonky nepesazpysiu, 4mo0bl nepe3anycmumiy KOMAbIOmep, ecii o
3a6UC U HOPMATILHDLTL 3ANYCK HEBO3MOINCEH.

PLED (c 0U00HDLIL UHOUKAMOD cucmemvl):

ITookmioueHue UHOUKAMOPA COCMOAHUA, PACNOTIONEHHO20 HA nepedHeil naHenU Kopnyca.
Cesermoduodubiii uHouKamop 2opum, kozda cucmema paomaem. Kozda cucmema naxooumcs
8 pescume oxcudanus S1/S3, ceemoduod muzaem. Koeda cucmema naxooumcs 6 pexcume
osmcudanus S4 unu svikmouena (S5), céemoduod e zopum.

HDLED (c6emo0uodHviii unduxamop padomuol s#ecmrozo OUCKa):

Ilodknouene c8emooU00H020 UHOUKAMOPA PAGOMDbL HeCmKo20 OUCKA, PACNONIONEHHO20 HA
nepeoreii nanenu. CeemoouoOHvlil UHOUKAMOP 20pUm, K020a HeCmKuil OUCK BbINONHAEH
CHUMbIBAHUE UL 3ANUCH OAHHDIX.

ITlepednss nanens mosxem bt pasHoli HA PASHBIX KOPRycax. B ocHosHom nepednsia naenp
8K/I04ACM 6 Ce0A KHONKY NUMAHUS, KHONKY nepe3azpy3Ki, c8emoouo0Hbiil uHOUKAmop
NUMAHUSL, C6emo0U00HbLI UHOUKAMOP PAGOMbL HecmKozo Oucka, OuHamux u m. 0. Ilpu
NOOK/I0HeHUU nepedHeil naxeny K amoil Konooke npasunbHo noOKoHatime nposooa k
KOHMaKmam.



B660M-HDVP/D5

Koropxa ¢ pasbemamu
JaTYMKa BCKPBITUS
KOpITyca U JUHAMUKA
(7-xoHTakTHBIA, SPK_
CIl)

(Cm. ctp. 1,2, Ne 10)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
5V |

olo
Q

1

I l
SIGNAL
GND

DUMMY

H610M-HDVP/D5

ITpenHasHaueHa 1A
TIOIK/TIOYEHIA JaTIMKA BCKPBITUA

KOpITyCa U1 KOPITYCHOTO JITHAMIKA.

Pazbemsr Serial ATA3 ®, BTN OTH YeTbIpe pazbeMa
BeprukanbHblii: g m m g SATA3 npepHa3sHa4YeHbI /IS
(SATA3_0: o = 2] noakmouenns kabeneit SATA
oM. cTp. 1,2, Ne 8) N 1 BHYTPEHHMX 3aIIOMMHAOLINX
(SATA3_1: g m m g YCTPOJCTB /1A TIepeadn JaHHbIX
oM. cTp. 1,2, Ne 9) o = 2] €O cKOpocThIo fo 6,0 ['6ut/c.
(SATA3_2: * Ecnu cnot M2_1 3aHAT
oM. ctp. 1,2, Ne 7) ycrpoiictsom M.2 Tuma SATA,
(SATA3_3: nnrepdeiic SATA3_0 6yzner
oM. cTp. 1,2, Ne 6) OTKJIIOUEH.
Kononxu USB 2.0 USB_PWR Ha cucremHoi1 mate umeoTcs
B

(9-xonraktHas, USB_3_4)

Cwm. ctp. 1,2, Ne 15)

(
(9-xonTakTHasa, USB_5_6)
(

Cwm. ctp. 1,2, Ne 14)

nBe komogku USB 2.0. Kaxxmas
xonoaxa USB 2.0 moagep>xnBaeT

/iBa 1mopTa.

Komnogku USB 3.2 Genl
(19-xoHTaKTHas,
USB3_1_2)

(Cm. ctp. 1,2, Ne 5)

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Ha cucremHoit r1aTe uMeeTcst
opnHa komonka USB 3.2 Genl.
Ira konogka USB 3.2 Genl

MOAJEeP>KUBAET [iBa IOPTA.
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Aya1oKoIoKa nepeiHeit

ITa KO/IOAKA [IpeiHa3HaAYeHa 15l

OUT_RET—O|Of— OUT2_L
hel: ()78 — J_SENSE MOJIK/IIOYEHMSA ayJOYCTPOICTB K
MIC_RED ——O|Of—— ouT2_R
(9-xOHTaKTOB, PRESENCE# mic2 R TIEpeJHeN ayuOIaHe/n.
GND mic2_L
HD_AUDIOI1) 1

(Cm. ctp. 1,2, Ne 19)

R

1. Ayduocucmema 6vicOK020 paspeuienus nodoepicusaem GyHKyuio pacnosHaanus pasvema,

HO 07151 € NPABUIIbHOIL PAGOMbL HE06X00UMO, UMOo6bL NPOBOO NAHENU KOPNYyca nod0epiusan
nepedayy cuenanos HDA. VIncmpyKkyuu no ycrmaroeKe CUcrmembt CM. 6 I1OM pyKosoocmee
u pyKosodcmee Ha Kopnyc.

. IIpu ucnonvsosanuu ayouonanenu AC’97 nodkmouume ee k ayouokonooxe nepeoHei

namenu, Kax ykaaxo oasnee:

A. ITooknouume Mic_IN (MIC) xk MIC2_L.

B. Iooxnwuume Audio_R (RIN) k OUT2_R, Audio_L (LIN) xk OUT2_L.

C. ITooknouume nposod 3azemnenusi (GND) k konmaxmy 3azemnenus (GND).

D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yomcs monvko 075 ayO0uonaenu 6vic0K020
paspewenus. IIpu ucnonvsosaruu ayouonarenu AC’97 ux nodknouamo He HyxHo.

E. UYmo6v axmusuposamv nepeoruit mukpodoH, nepeiidume Ha éxnadxy FrontMic narenu
ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume (Ipomkxocmv 3anucu).

Pazpem BEHTUIATOpA

[TpenHasHaueH /i1 IOAK/IIOYEHIS

GND
+12v
KopIyca CHA_FAN_SPEED Kabesisi pasbeMa BEHTU/ISTOpaA U
FAN_SPEED_CONTRO
(4 xonrakroB, CHA_ TIO/IK/IIOUEHM A YePHOT0 IIPOBOJia K
FAN2) 3a3eMJIEHUIO.

(Cm. ctp. 1,2, Ne 16)

IR

Pasbembr mist
BEHTIIATOPA VLU IIOMIIBI
BOJISTHOTO OXJTaXK/IEHM S
KopIyca

(4-xonrakTHbIt CHA_
FAN1/WP)

(Cwm. ctp. 1, 2, Ne 20)

FNETUIINI

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

JlaHHaA MaTepMHCKas I1aTa
OCHall[eHa 4-KOHTAaKTHBIM
Pa3beMOM JI/Isl CUCTEMBI
BOJIIHOTO OX/TXK/IEHMs KOPITyca.
3-KOHTaKTHYI CUCTEMY BOJIAHOTO
OXJTaXK/IEHM KOPIIyca CIe[yeT

TOJK/TIOYATh K KOHTAaKTaM 1-3.

Pasbem BenTMIATOpA
OXJIAXK/IeHM TIpolieccopa
(4-xonrakra, CPU_FAN1)
(Cm. ctp. 1,2, Ne 3)

L m— ITa MaTepUHCKas 11aTa cHabKeHa
4-KOHTAaKTHBIM Pa3beMOM IS
GND
T2y MaJIOITYMSIIETO BeHTU/IATOPA

CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

LITI. Ecrm BeI cobupaeTtech
TOJK/TIOYUTD 3-KOHTAKTHBIN
BeHTI/IlI?ITOp OXJTAXKECHU A
Mpo1Ieccopa, MOJK/II0YATe ero K

KOHTakTam 1-3.
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Pazvem nuranns ATX
(24-koHTaKTA,
ATXPWRI)

(Cm. ctp. 1,2, N 4)

H610M-HDVP/D5

OTa MaTepMHCKas IIaTa
OcHaleHa 24-KOHTaKTHBIM
paspemoM mutanust ATX. Uto6bt
JICTIONTb30BATh 20-KOHTAKTHBIN
pasbem mnranus ATX,
TIOAK/IIOYNTE €ro BJJ0J/Ib KOHTAKTa

1 u xoHTaKTa 13.

Pazpvem nutanus ATX 12 B

OTa MaTepMHCKas IaTa

| —
(8-xonrakToB, ATX12V1) RN cHabykeHa 8-KOHTaKTHBIM
(Cm.ctp. 1,2, Ne 1) 4DDDD1 pasbpemoM mutanus ATX 12 B.
YT06bI UCIIOIB30BATD
4-KOHTaKTHbIN pagbeM MUTAHUA
ATX, mogkiounuTe €ro BIO/Ib
KOHTAaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.
*Bunumanne! Yoemurecs,
4YTO IOAK/IIOYEHHBII Kabenb
NUTaHVS MPegHA3HAYEH I
111, a He py1s1 BupeokapTel. He
MOK/II0YaliTe KaGenb MUTaHM
PCle x saTomMy pasbemy.
Konopnxa SPI TPM T R 1ot pazbeM obecreunBaeT
(13-konTakTHas, SPI_ 70”'2'[‘,{5'?' os nopuepxKy cucremst SPI Trusted
TPM_J1) RST# Platform Module (TPM), koropast
(Cm. crp. 1,2, Ne 11) SO0 Cl;gwplm crioco6Ha 06ecrednTh HafleXKHOEe
i (e](e][e](e}(e) (ID XpaHeHMe Kio4elt, 1ndppoBbIx
GlNgF"—TPM—CS# cepTiUKaTOB, IApOIelt 1
SP,T;:WS%ST# naHHbIX. Cucrema TPM takxe
SPS\_P[I;QCZSO OBBILIAET YPOBEHb CETEBOIL

6e30IIaCHOCTI, 3aIMIIaeT
1udpoBble MAeHTUPUKATOPBI
1 06ecIednBaeT LeTOCTHOCTD

r1aTopMBl.
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Konojika nocrneoBateibHOro
nopra

(9-konTakTHas, COM2)

(Cm. crp. 1,2, Ne 18)

Kononxa COM nopgepxuBaer
TIOZIK/TIOYEHe MOTTY/LA

IIoCnmefoBaTe/IbHOroO MopTa.

Kononxa mopra npunrepa
(25-kOoHTaKTHas, sLet

PE
LPT1) e
(Cm. ctp. 1,2, N 17)

910 — nHTepdeiic A
MIOAK/TIOYeH s Kaberts mopTa
IIpUHTepa, 06ecrednBaoOIniL
YHOGHOE OAK/IIYEHNE YCTPOIICTB

Te4yaru.



B660M-HDVP/D5
H610M-HDVP/D5

1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5, uma

confiavel placa mae ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta

placa principal oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade

com o compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

desta documentagdo estard sujeito a alteragdes sem aviso prévio. Caso ocorram modificagoes

Q Como as especificagdes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido

a esta documentagdo, a versdo atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso
prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site
para obter informagoes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd
encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da

ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

Placa-mie ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5 (Micro ATX Form Factor)
Guia de Instalagdo Rapida da ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5

CD de Suporte do ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5

2 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

1 x Parafuso para Soquete M.2

1 x Painel de E/S
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1.2 Especificagdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Slot de
expansao

Graficos

84

« Micro ATX Form Factor

+ Design de condensador sélido

« Suportas Processadores 12" Gen Intel® Core™ (LGA1700)
+ Design com 5 fases de alimentagdo

+ Suporta Tecnologia Hibrida Intel®

+ Suporta Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

B660M-HDVP/D5:
« Intel® B660
H610M-HDVP/D5:
- Intel® H610

+ 2x Slots DIMM DDR5

+ Capacidade maxima da memoria do sistema: 64GB

+ Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 3.0 da Intel®
B660M-HDVP/D5:

+ Suporta memoéria DDR5, nao ECC, sem memoria intermédia*

* Natywna obstuga DDR5 4800 (1DPC).

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da ASRock
para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)
H610M-HDVP/D5:

+ Suporta DDR5 ndo-ECC, uma memoria sem buffer até 5600*

* Suporte atual pode vairar por CPU
* Natywna obstuga DDR5 4800 (1DPC).
* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da ASRock

para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)

+ 1x Slot PCle Gen4x16

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao
+ 2x Slots PCle Gen3x1
+ 1xSlots PCI

+ Os gréficos incorporados Intel® UHD e as saidas VGA s6 podem
ser suportados com processadores com GPU integrada.
+ Arquitetura Gréfica Intel® X (Gen 12)



B660M-HDVP/D5

Audio

LAN

E/S do painel
posterior

H610M-HDVP/D5

Quatro opgdes de saida de graficos: D-Sub, DVI-D, HDMI e
DisplayPort 1.4

*Suporta até 3 monitores simultaneamente (para H610M-HDVP/D5

apenas)

Suporta configuragiao com Quad monitores (para B660M-HDVP/
D5 apenas)

Suporta HDMI 2.1 TMDS Compativel com resolugdo max. até

4K x 2K (4096x2160) przy 60Hz

Suporta DVI-D com resolu¢do méxima de até 1920x1200 przy
60Hz

Suporta D-Sub com resolugao maxima de até 1920x1200 przy 60Hz
Obstuga DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany) maks.
rozdzielczos$¢ do 8K (7680x4320) przy 60Hz / 5K (5120x3200) przy
120Hz

Obstuga HDCP 2.3 przy zgodno$ci z HDMI 2.1 TMDS i porty
DisplayPort 1.4

Audio 7.1 CH HD com protecio de contetido (Codec de dudio
Realtek ALC897)

Suporta Prote¢do de Sobretensao

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s PCIE x1
Realtek RTL8111H

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Protegdo de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE

1 x Porta PS/2 para Teclado

1 x Porta PS/2 para mouse

1 x Porta Serial: COM1

1 x Porta D-Sub

1 x Porta DVI-D

1 x Porta HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x Portas USB 2.0 (Suporta Protecao ESD)

1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

Fichas de audio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /
Microfone
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Armazena-
mento

RAID (para
B660M-HDVP/
D5 apenas)

Conector

B660M-HDVP/D5:

+ 4xPortas USB 3.2 Gen1 (Suporta Protegao ESD)
H610M-HDVP/D5:

+ 2xPortas USB 3.2 Gen1 (Suporta Protegao ESD)

« 4 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s*
* Se M2_1 é ocupado por um dispositivo tipo M.2 SATA, SATA3_0
serd desativado.

+ 1x Soquete Ultra M.2 (M2_1, Chave M), suporta modos tipo

2242/2260/2280 SATA3 6,0 Gb/s & PCle Gen3x4 (32 Gb/s)**

** Suporta a tecnologia Intel® Optane™ (para B660M-HDVP/D5
apenas)
** Suporta o Dispositivo de Gerenciamento de Volume Intel® (VMD)
(para B660M-HDVP/D5 apenas)
** Suporta NVMe SSD como discos de inicializagao
** Suporta Kit ASRock U.2

Suporta RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10 para dispositivos de

armazenagem SATA

1 x Suporte Porta Impressao

« 1x Suporte porta COM

+ 1 x Suporte SPI TPM

+ 1 x Intrusdo do Chassi e Cabegote de Autofalante

+ 1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)

* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimenta¢do maxima 1A do ventilador (12W).

+ 1 x Conector da ventoinha do Gabinete (4 pinos)
* O Ventilador do Chassi suporta o ventilador do Chassi de 1A
maximo (12W) poténcia do ventilador.

+ 1x Conector do ventilador do chassi/Ventilador da Bomba de Agua

(4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)

* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a dgua de 2A méaximo (24W) poténcia do
ventilador.
* CHA_FAN1/WP podem detectar automaticamente se ventoinha de
3 pinos ou 4 pinos estd em uso.

+ 1x Conector alimentagdo ATX 24-pinos

+ 1x Conector de energia 8-pinos 12V
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Fungées da .

BIOS

H610M-HDVP/D5

1 x Conector de dudio do painel frontal

2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Suporta
Protegdo ESD)

1 x Plataforma USB 3.2 Genl (Suporta 2 portas USB 3.2 Genl)
(Suporta Protegao ESD)

AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI
ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar
Suporte SMBIOS 2.7

B660M-HDVP/D5:

CPU Core/Cache, CPU GT, VDD_CPU, VDD_IMC, VCCIN AUX,
+1,05V PROC, +0,82V PCH, +1,05V PCH de Tensao de Multi-

ajuste

H610M-HDVP/D5:

Monitor de .
hardware

SO

Certificacoes -

CPU Core/Cache, CPU GT, VDD_CPU, VCCIN AUX, +1,05V
PROC, +0,82V PCH, +1,05V PCH de Tensao de Multi-ajuste

Tacometro da ventoinha: Ventilador da CPU, Chassis, Chassis/
Bomba de Agua

Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): Ventilador da CPU, Chassis,
Chassis/Bomba de Agua

Controle multi-velocidade da ventoinha: Ventilador da CPU,
Chassis, Chassis/Bomba de Agua

Detecgdo de ABERTURA da CAIXA

Monitoramento da tensao: CPU Vcore, +1,05V_PCH, VDD_CPU,
VCCIN AUX, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +12V, +5V, +3,3V,
VCCSA

Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
FCC, CE

Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de alimentagao
preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

A

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste
das definigoes na BIOS, a aplicagio de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagio de
ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema

ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado

por sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper é
colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se néo for colocada uma tampa de jumper nos pinos,

o jumper é "Aberto".

W W

Short Open

Apagar o Jumper CMOS

(CLRMOS1)

Jumper de 2 pinos
(ver p.1, p.2,N.2 13) P b

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a
tomada da alimentagdo. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper para
fazer curto dos pinos no CLRMOSI por 5 segundos. No entanto, ndo apague o CMOS logo
apds ter realizado a atualizagdo da BIOS. Se vocé precisar apagar o CMOS logo ap0s ter
terminado uma atualiza¢do da BIOS, deverd primeiro iniciar o sistema e voltar a encerra-
lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e perfil padrao do
usuario serdo apagados so se a bateria CMOS for removida. Por favor, nio se esqueca de

retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS.

Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a op¢do do BIOS
"Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.



B660M-HDVP/D5
H610M-HDVP/D5

1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird

causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de PLED Ligue o botao de alimentagao,
sistema

(PAINEL1 de 9 pinos)
(ver p.1, p.2, N.° 12)

o botdo de reinicializa¢ao e o
indicador do estado do sistema
no chassi deste suporte, de acordo

com a descri¢ao abaixo. Observe

HDLED-
HDLED+

0s pinos positivos e negativos

antes de conectar os cabos.

PWRBTN (Botdo de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentacdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para
desligar o seu sistema através do botdo de alimentagdo.

RESET (Botao de reinicializagdo):

Conecte o botdo de reinicializagio no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de
reinicializagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio
normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagio no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspenséo S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de
suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentacdo, um botdo de reinicializagdo, um LED
de alimentagio, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar

seu médulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e 0s pinos
correspondem de forma correta.
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Intrusdo do Chassi e SPEAKER Conecte a instrusao do chassi
Cabegote de Autofalante DUN?,\;J\EA M e autofalante do chassi a este
(SPK_CI1 de 7 pinos) w5V | | cabecote.
(ver p.1, p.2, N.° 10) ololo
1 [e][e}
SIGNAI«L |
GND
DUMMY
Conectores série ATA3 ®, 1 Estes quatro conectores SATA3
Vertical: g m m g suportam cabos de dados
(SATA3_0: a0 = A SATA para dispositivos de
ver p.1, 2, Ne. 8) Y =1 OI armazenamento interno com uma
(SATA3_1: g I m F‘_:) taxa de transferéncia de dados de
ver p.1,2, N°. 9) % (<lt> até 6,0 Gb/s.
(SATA3_2: *Se M2_1 é ocupado por um
ver p.1, 2, N°. 7) dispositivo tipo M.2 SATA,
(SATA3_3: SATA3_0 sera desativado.
ver p.1, 2, N°. 6)
Plataformas USB 2.0 USB_PWR Ha dois cabegotes USB 2.0 nesta
b

(USB_3_4 de 9 pinos)
(ver p.1, p.2, N.o 15)
(USB_5_6 de 9 pinos)
(ver p.1, p.2, N.o 14)

placa-mae. Cada suporte USB 2.0
pode suportar duas portas.

Plataforma USB 3.2 Genl
(USB3_1_2 de 19 pinos)
(ver p.1, p.2, N.° 5)

IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+

IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+

IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
GND

GND IntA_PB_SSTX-
GND

GND IntA_PB_D-

IntA_PB_SSRX+

IntA_PB_SSTX+

IntA_PB_D+

Dummy

Ha um cabegote USB 3.2 Genl
nesta placa-mée. Este suporte
USB 3.2 Genl1 pode suportar duas

portas.
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Suporte de dudio do painel Este suporte destina-se a conexao
OUT_RET— — OuT2_L
frontal —J_sense dos dispositivos de dudio no
MIC_RED ——O OUT2_R
(HD_AUDIOI1 de PRESENCE# mczr  painel de dudio frontal.
. GND MiC2_L
9 pinos) ;

(ver p.1, p.2, N.° 19)

1. O Audio de alta definicao suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi deverd
Q suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugdes no nosso manual e

no manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal de
acordo com os passos abaixo:
A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte 0 Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé ndo precisa
ligd-los ao painel de dudio AC’97.
E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle
Realtek e ajuste o “Volume de gravagao”.

Conector do ventilador do o Ligue o cabo do ventilador

. +12V .
chassi CHA_FAN_SPEED aos conectores do ventilador e
(CHA_FAN?2 de 4 pinos) FANSPEED-CONTRO corresponda o cabo preto com o
(ver p.1, p.2, N.° 16) pino de ligagdo a terra.

R

Chassis / Conectores da 1 GND Esta placa mae fornece conectores
ventoinha de bomba de g E:Zi\ﬁLl\T:SG:EED de ventilador do chassis de

4 FAN_SPEED_CONTROL
dgua refrigeragdo a 4gua de 4 pinos.
(CHA_FAN1/WP de Se vocé pretende conectar um
4 pinos) ventilador de refrigeracdo a 4gua
(ver p.1, p.2, N.° 20) de chassis de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.

Conector da Ventoinha da  — Esta placa mae inclui um conector
CPU de ventilador da CPU (Ventilador
(CPU_FANI1 de 4 pinos) Hzf,ND silencioso) de 4 pinos. Se vocé

CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

(ver p.1, p.2, N.° 3) pretende conectar um ventilador
da CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.
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Conector de alimentagao
ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)
(ver p.1, p.2, N.° 4)

Esta placa-mae inclui um conector
de alimentagao ATX de 24 pinos.
Para utilizar uma fonte de
alimentagao ATX de 20 pinos,
introduza-a no Pino 1 e Pino 13.

Conector de alimentagdo 8 5 Esta placa-mae inclui um conector
de 12V ATX Lo de alimentagdo de 12V ATX de
(ATX12V1 de 8 pinos) 4 DDDD1 8 pinos. Para utilizar uma fonte
(ver p.1, p.2, N2 1) de alimentagdo ATX de 4 pinos,
introduza-a no Pino 1 e Pino 5.
*Aviso: Certifique-se que o cabo
de for¢a conectado é para o CPU
e nao para a placa grafica. Nao
ligue o cabo de for¢a PCle a este
conector.
Plataforma SPI TPM e = Este conector suporta um sistema
(SPI_TPM_J1 de 13 pinos) Dy com SPI Médulo de Plataforma
(ver p.1, p.2, N2 11) TIEZ?: I Confiavel (TPM), que pode
SOOI (leE)M’P‘RQ armazenar com seguranga chaves,
1[QIO[0]0lO (ID certificados digitais, senhas e
GlNg"'—TPM—CS“ dados. Um sistema TPM também
srimeo ajuda a melhorar a seguranga
shy D02 de rede, a proteger identidades

digitais e a garantir a integridade
da plataforma.

Suporte da porta serial
(COM2 de 9 pinos)
(ver p.1, p.2, N.° 18)

CCTS#1

RRI#1
RRTS#1

DDCD#1

Este suporte COM abrange um

mddulo de porta serial.
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Suporte Porta Impressao

(LPT1 de 25 pinos)
(ver p.1, p.2,N.° 17)

SLCT,
PE

Esta é uma interface para o cabo
da porta de impressdo que permite
uma conexio conveniente dos

dispositivos da impressora.
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1 Wprowadzenie

Dzigkujemy za zakupienie plyty glownej ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5,
niezawodnej plyty gtéwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme
ASRock, rygorystyczng kontrolg jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i
solidng konstrukeje, spetniajaca zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o

wysokiej jakosci i wytrzymatosci.

Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogq zostac zaktualizowane,
zawartos¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia. W przypadku

jakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na stronie
internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc techniczna

w odniesieniu do tej plyty glownej, nalezy odwiedzic strong internetowg w celu uzyskania
specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze
pobrac listg najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock

http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

+ Plyta gtéwna ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5 (Wspotczynnik ksztattu
Micro ATX)

« Skrécona instrukcja instalacji ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5

+ Pomocnicza plyta CD ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5

+ 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

+ 1xéruba do gniazda M.2

+ 1x oslona panelu Wejscia/Wyjécia
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo
rozszerzenia

Grafika

+ Wspolczynnik ksztaltu Micro ATX
+ Konstrukcja kondensatorami statymi

« Obstuga 12" generacji procesoréw Intel” Core™ (LGA1700)
+ Sekcja zasilania 5 Power Phase Design

+ Obstuga technologii Intel® Hybrid

+ Obstuga technologii Intel® Turbo Boost Max 3.0

B660M-HDVP/D5:
- Intel® B660

H610M-HDVP/D5:
- Intel® H610

+ 2x gniazda DDR5 DIMM

+  Maks. wielko§¢ pamigci systemowej: 64GB

+ Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0
B660M-HDVP/D5:

+ Obstuga pamigci DDR5 non-ECC, pamie¢ niebuforowana*

* Natywna obstuga DDR5 4800 (1DPC).

* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej ASRock
w celu uzyskania dalszych informacji. (http://www.asrock.com/)
H610M-HDVP/D5:

+ Obstuga niebuforowanej pamieci DDR5 non-ECC, do 5600*

* Rzeczywista obstuga zalezy od CPU

* Natywna obstuga DDR5 4800 (1DPC).

* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej ASRock
w celu uzyskania dalszych informacji. (http://www.asrock.com/)

+ 1xgniazda PCle Gen4x16

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
+ 2xgniazda PCle Gen3x1
+ 1xgniazdo PCI

- Wbudowana grafika Intel® UHD i wyjscia VGA s obstugiwane

wylacznie z procesorami, ktore majg zintegrowane GPU.
«  Architektura grafiki Intel® X* (Generacja 12)
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Audio

LAN

Tylny panel
Wejscia/
Wyjscia

Cztery opcje wyjscia grafiki: D-Sub, DVI-D, HDMI i
DisplayPort 1.4

*Obstuga do 3 monitorow jednoczeénie (tylko dla H610M-HDVP/D5)

Obstuga cztery monitory (tylko dla B660OM-HDVP/D5)

Obstuga HDMI 2.1 TMDS zgodnosci z maks. rozdzielczoscig do
4K x 2K (4096x2160) przy 60Hz

Obstuga DVI-D z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200 przy 60Hz
Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200 przy 60Hz
Obstuga DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany) maks.
rozdzielczo$¢ do 8K (7680x4320) przy 60Hz / 5K (5120x3200) przy
120Hz

Obstuga HDCP 2.3 przy zgodno$ci z HDMI 2.1 TMDS i porty
DisplayPort 1.4

Dzwigk HD 7.1 CH (kodek audio Realtek ALC897)

Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

1 x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111H

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi/
ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

1 x port klawiatury PS/2

1 x port myszy PS/2

1 x port szeregowy: COM1

1 x port D-Sub

1x port DVI-D

1 x port HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x porty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)

1 x port LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
Gniazda audio HD: Wejécie liniowe / Glo$nik przedni / Mikrofon
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Przechowy-
wanie

RAID (tylko
dla B660M-
HDVP/D5)

Zigcze

H610M-HDVP/D5

B660M-HDVP/D5:

+ 4xporty USB 3.2 Genl (Obstuga zabezpieczenia ESD)
H610M-HDVP/D5:

+ 2xporty USB 3.2 Genl (Obstuga zabezpieczenia ESD)

+ 4xzlacza SATA3 6,0 Gb/s*
* Jesli gniazdo M2_1 jest zajete przez urzadzenie M.2 typu SATA,
zostanie wquczone SATA3_0.

+ 1x gniazdo Ultra M.2 (M2_1, Key M), z obstuga trybu

2242/2260/2280 SATA3 6,0 Gb/s i PCle Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Obstuga technologii Intel® Optane™ (tylko dla B660M-HDVP/D5)
** Obstuga Intel® Volume Management Device (VMD) (tylko dla
B660M-HDVP/D5)
** Obstuga SSD NVMe, jako dyskoéw rozruchowych
** Obstuga ASRock U.2 Kit

+ Obstuga RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 dla urzadzen pamieci
masowej SATA

+ 1 x zfgcze gléwkowe portu drukarki

« 1xzlgcze gtéwkowe portu COM

+ 1 x zfgcze gtéwkowe SPI TPM

+ 1x zlacze gléwkowe naruszenia obudowy i glosnika

+ 1x zlacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Ztacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym
pradem zasilania wentylatora 1 A (12 W).

- 1 x zfacze wentylatora obudowy (4-pinowe)
* Zlacze wentylatora obudowy obstuguje wentylator obudowy
maksymalnym pradem zasilania wentylatora 1 A (12 W).

+ 1 x zfgcza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)

(Inteligentne sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)

* Zlacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje wentylator
uktadu chlodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2 A
(24 W).
* CHA_FAN1/WP moze automatycznie wykrywa¢, jesli uzywany jest
wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.

+ 1x 24 pinowe zlgcze zasilania ATX

+ 1x 8 pinowe zlacze zasilania 12 V
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+ 1x zlgcze audio na panelu przednim

. 2 xzlacza gléwkowe USB 2.0 (Obstuga 4 portéw USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)

+ 1xporty gltéwkowe USB 3.2 Gen1 (obstuga 2 portéw USB 3.2
Genl) (Obstuga zabezpieczenia ESD)

FunkcjaBIOS - Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym GUI
+ Zgodno$¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0
+ Obstuga SMBIOS 2.7
B660M-HDVP/D5:
+ Wiele regulacji napiecia CPU Core/Cache, CPU GT, VDD_CPU,
VDD_IMC, VCCIN AUX, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +1,05V
PCH
H610M-HDVP/D5:
+ Wiele regulacji napiecia CPU Core/Cache, CPU GT, VDD_CPU,
VCCIN AUX, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +1,05V PCH

Monitor + Obrotomierz wentylatora: CPU, obudowa, wentylatory obudowy/
sprzetu pompy wodnej
« Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperature CPU): CPU, obudowa,
wentylatory obudowy/pompy wodnej
+ Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, obudowa,
wentylatory obudowy/pompy wodnej
+ Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY
+ Monitorowanie napigcia: CPU Vcore, +1,05V_PCH, VDD_CPU,
VCCIN AUX, +1,05V PROC, +0,82V PCH, +12V, +5V, +3,3V,
VCCSA

System + Microsoft® Windows® 10 64-bitowy / 11 64-bitowy
operacyjny

Certyfikaty « FCC,CE
+ Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowoscia
obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegélowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszq strong internetowg: http://www.asrock.com

ustawien w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na stabilnos¢ systemu

lub nawet powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdzer systemu. Powinno to zostaé
zrobione na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane

f Nalezy pamietac, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg

przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest

“Otwarta”.

W

Short Open

Zworka usuwania danych

z pamigci CMOS
(CLRMOS1)
(sprawdzs.1, 2, Nr 13)

2-pinowa zworka

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamieci CMOS. Aby usungc¢ i
zresetowa¢ parametry systemu do ustawient domyslnych, wylacz komputer i odtacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki do zwarcia
pinéw CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamieci CMOS zaraz
po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usuniecie danych z pamieci CMOS
po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych z pamieci CMOS
nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go. Nalezy pamieta¢, ze hasto,
data, czas i domy$lny profil uzytkownika zostang usuniete tylko po wyjeciu baterii CMOS.
Nalezy pamieta, aby po usunieciu danych z pamieci CMOS, usung¢ nasadke zworki.

opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungc zapis poprzedniego stanu naruszenia

Q Po usunieciu danych z pamieci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyreguluj
obudowy.
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1.4 Wbudowane zfacza gtéwkowe i inne ztacza

Whbudowane zlgcza gtowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé zworek
nad tymi zlgczami gléwkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami glowkowymi i
zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty glownej.

Zkacze gtowkowe na Podlacz do tego zlacza
panelu systemu
(9-pinowe PANELL)

(sprawdz s.1, 2, Nr 12)

gléwkowego przetacznik
zasilania, przelacznik resetowania
i wskaznik stanu systemu na

obudowie, zgodnie z pokazanym

HDLED-
HDLED+

ponizej przydziatem pindw. Przed
podtaczeniem kabli nalezy zapisa¢

pozycje pinéw plus i minus.

Podlgcz do przelgcznika zasilania na panelu przednim obudowy. Mozna skonfigurowaé sposéb

Q PWRBIN (Przelgcznik zasilania):

wylgczania systemu z uzyciem przelgcznika zasilania.

RESET (Przelgcznik resetowania):
Podtgcz do przelgcznika resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przelgcznik
resetowania w celu po g0 uruchomienia ko

iputera, jesli komputer zawiesi sig i nie
wykona normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia S4 lub
wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wigczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego zawiera przede
wszystkim przetgcznik zasilania, przelgcznik resetowania, diode LED zasilania, diode LED
aktywnosci dysku twardego, glosnik, itd. Po podigczeniu modutu panelu przedniego obudowy
do tego zlgcza glowkowego upewnij sig, ze jest prawidlowo dopasowany przydziat przewodow
i przydziat pinéw.
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Zkacze gtowkowe SPEAKER Podtacz to tego ztacza gtéwkowego
naruszenia obudowy i Dum e naruszenie obudowy i glosnik
glosnika Al l obudowy.
(7-pinowe SPK_CI1) ] 9 8
(sprawdz s.1, 2, Nr 10) SIGN/!\L l

GND

DUMMY
Zkacza Serial ATA3 $| ;\‘_)| Te cztery zlacza SATA3 obstuguja
Pionowy: E E kable danych SATA dla
(SATA3_0: 0 = n wewnetrznych urzadzen pamieci z
(sprawdzs.1, 2, Nr 8) ;| Bl §| szybkoscig transferu danych do
(SATA3_1: E E 6,0 Gb/s.
(sprawdzs.1, 2, Nr 9) v = an * Jesli gniazdo M2_1 jest zajete
(SATA3_2: przez urzadzenie M.2 typu SATA,
(sprawdzs.1,2,Nr 7) zostanie wylaczone SATA3_0.
(SATA3_3:
(sprawdzs.1, 2, Nr 6)
Zkacza gtéwkowe USB 2.0 USB_PWR Na tej plycie gléwnej znajduja sie
5.

(9-pinowe USB_3_4)
(sprawdz s.1, 2, Nr 15)
(9-pinowe USB_5_6)
(sprawdz s.1, 2, Nr 14)

dwa zfgcza gtéwkowe USB 2.0.
Kazde ztacze gtéwkowe USB 2.0

moze obstugiwa¢ dwa porty.

Z¥ycza glowkowe USB 3.2
Genl

(19-pinowe USB3_1_2)
(sprawdzs.1, 2, Nr 5)

Vbus B : 2 : . . .
e T e sem Na tej plycie gléwnej znajduje si¢
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ jedno Z{QCZe gléwkowe USB 32
IntA_PA_SSRX+ GND
one IniA_PB_SSTX- Genl. To zlgcze gtéwkowe USB 3.2
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
A-PA-SSTX eNo Genl moze obstugiwa¢ dwa porty.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
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Zkacze gtowkowe audio out_ReET_ISTOL ouT2_L To zlacze gléwkowe stuzy do
panelu przedniego wcneo —tstol—aps s podlaczania urzadzen audio do
(9-pinowe HD_AUDIO1) e "2 ! przedniego panelu audio.

(sprawdz s.1, 2, Nr 19) 1

)

1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziala¢ prawidlowo przewéd
panelu na obudowie musi obstugiwa¢ HDA. W celu instalacji systemu nalezy wykonac
instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowac w zlgczu glowkowym audio

panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:

A. Podtgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.

B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzq wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podtgczac
dla panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek
Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

Zacze wentylatora oo Podlacz przewody wentylatora
obudowy A A_FAN_SPEED do zlacza wentylatora i dopasuj
(4-pinowe CHA_FAN2) PAN-SPEED-CONTRO czarny przewdd do styku masy.

P y P Yy Y-

(sprawdz s.1, 2, Nr 16)

R

Z}acze /wentylatora ; D e Ta plyta gtéwna udostepnia
pompy wodnej obudowy 3 CHA_FAN_SPEED 4-pinowe zlacze obudowy
. 4 FAN_SPEED_CONTROL .
(4-pinowe CHA_FAN1/ wentylatora chlodzenia wodnego.
WP) Jesli planowane jest podlaczenie
(sprawdz s.1, 2, Nr 20) 3-pinowego wentylatora
chlodzenia wodnego obudowy,
nalezy je podlaczy¢ do pinéw 1-3.
ZYacze wentylatora CPU o — Ta plyta gtéwna udostepnia
(4-pinowe CPU_FANT1) 4-pinowe zlgcze wentylatora
(sprawdzs.1, 2, Nr 3) H;,ND CPU (Cichy wentylator). Jesli
CPU_FAN_SPEED . .
FAN_SPEED_CONTROL planowane JeSt pOdlqczenle

3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podlaczy¢ do pindw 1-3.
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ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWR1)
(sprawdzs.1, 2, Nr 4)

H610M-HDVP/D5

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe ztgcze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢ je

wzdluz pinu 1 i pinu 13.

Zacze zasilania ATX 12V

Ta plyta gtéwna udostepnia

| —
(8-pinowe ATX12V1) %%%% 8-pinowe zlgcze zasilania ATX
(sprawdzs.1, 2, Nr 1) 4 Y 12 V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢ je
wzdluz pinu 11 pinu 5.
*Ostrzezenie: Upewnij sig, Ze
podlaczony kabel zasilajacy jest
przeznaczony do CPU, a nie do
karty graficznej. Nie podlaczaj
do tego zlacza kabla zasilajacego
PCle.
Zlycze gtowkowe SPI TPM SP'Sf::i’:WR To ztgcze obstuguje system SPI
(13-pinowe SPI_TPM_]J1) pummy Trusted Platform Module (TPM),
(sprawdzs.1,2, Nr 11) SPIE!?: ! ktory moze bezpiecznie
SIOOI0S ggw e przechowywac klucze, certyfikaty
1[QI0[0J0lO CIJ cyfrowe, hasta i dane. System TPM
JNEF"—TPM—CS“ pomaga takze w zwiekszeniu
srimeo zabezpieczenia sieci, ochronie
shr o0 cyfrowych danych osobowych i

zapewnieniu integralno$ci

platformy.

Zacze gtowkowe portu
szeregowego
(9-pinowe COM2)
(sprawdz s.1, 2, Nr 18)

To zlacze glowkowe COM
obstuguje modut portu

szeregowego.
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Zacze gtowkowe portu
drukarki

(25-pinowe LPT1)
(sprawdz s.1, 2, Nr 17)

Jest to interfejs portu kabla
drukarki umozliwiajacy

wygodne podigczenie urzadzenia

drukujacego.

104



B660M-HDVP/D5
H610M-HDVP/D5

1 IR

ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5 DICIEEE 7 &alt =AM ZALRILICE.
Ol Ot 2E= ASRock 2] 2510 A5t SE 2te| otoll MAe 0 412& 0l
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Micro ATX = THE
o E2|E 2UA 22X

CPU e 12 HICH Intel® Core™ T2 MM X (LGA1700)
e 5O ME RI& 22X
o Intel® Hybrid Jl= XI&
« Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 X
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. Intel® B660
H610M-HDVP/D5:
. Intel® H610

HZel « DDR5 DIMM &% 2 i

ANAE K22 20 E8 : 64GB
« Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0 XI&
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+ DDR5 HI ECC, BIHIHE B2l K& *
* J|2X 22 DDR5 4800(1DPC) & Xl &LICEH.

* =) A2 E JA6HAIH ASRock ZAIOIEN U= HIZ2el XI&
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« DDR5 %ICH 5600+ H| ECC HIHIH 22| XI&
* AR K22 CPU Off et CHE = US
* J|2X 22 DDR5 4800(1DPC) & Xl &LICEH.
ot A2 E 2GHAH ASRock &AIOIEN A= IRl XI&
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JHU -|){\
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==}
=

SESEEES « PCle Gen4x16 =% 1 i
* NVMe SSD € 28 A2 AIS Jtsotes X &
« PCle Gen3x1 & 2 i
« PCIEZ 1M
el o Intel® UHD D2 A YWE - 0l H|Z=A VGA S22 GPU
S ZZNANZ9 XJAE = JASLICH.
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0

LAN

=8 E 1/0

H610M-HDVP/D5

o J2HE =3 & Ul JH: D-Sub, DVI-D, HDMI & DisplayPort 1.4
*Z O 3702 CIAZE01E SAI0l XI& (H610M-HDVP/D5 M &)

FE 2LIEH X (B660M-HDVP/D5 & &)

HDOMI 2.1 TMDS Xl (= TH ol & & 4K x 2K (4096x2160) @
60Hz)

DVI-D XI& ( = OH dHASE 1920x1200 @ 60Hz)

D-Sub X2 ( Z/Ch cH&S 1920x1200 @ 60Hz)

Z|OH ol & =Dt 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz ©1 DSC( &%) 2l DisplayPort 1.4 £ X2 LICH.
HDMI 2.1 TMDS S & HDCP 2.3 & DisplayPort 1.4 ZE X|&

7.1 CH HD 2CI2 (Realtek ALC897 LI ZH)
MNHl B3 X

PCIE 1 I}, Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111H

Wake-On—-LAN XI&

8101 /ESD ES K&

H&E 0lHY 802.3az A&

PXE Xl &

PS/2 9|1BE ZE 1

PS/2 OtRA ZE 1 JH

&g LE { I COM1

D-Sub ZE {1}

DVI-D ZE 1 JH

HOMI ZLE 1 J4

DisplayPort 1.4 1 Ji

USB 2.0 ZE 2 )il (ESD 235 X&)

LED &= RJ-45 LAN EE 14 (ACT/LINK LED & SPEED LED)
HD @CIQ &M :egtol e / M3 AQl3 / 0tol=2

B660M-HDVP/D5:
+ USB3.2Gen! LE 4 i (ESD B35 X&)
H610M-HDVP/D5:
+ USB3.2Gen! LE 2 Il (ESD E5 X&)
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RAID (B660M—

HOVP/D5
dg)

HEH

« SATA3 6.0 Gb/s H4E 4 OHf *

* SATA-Et M.2 EXI0A M2_1 2 A2 0|9, SATA3_0O0|
I8 3tELIC.

« Ultra M.2 Socket (M2_1, Key M) 1JH, EFR 2242/2260/2280

SATA3 6.0 Gb/s 2& % PCle Gen3 x4 (32 Gb/s) Xl & *x

= |ntel® Optane™ J|& XI¥ (B660M-HDVP/D5 A2 )

** Intel® Volume Management Device (VMD) X &
(B660M-HDVP/D5 & &)
x»* NVMe SSD € 28 A2 AIE JtsotEsE K&
*x ASRock U.2 I|1E XI&

+ SATA M& ZXI& RAID 0, RAID 1, RAID 5 & RAID 10 X &

o O ZE G 1M

- COM ZE o4 1 M

« SPITPM ol 1 K

o MAIEY & AT ol 1K

« CPU B HYIEf (48) 14

* CPU M HUle= ® &M220| 2|0 1A(12W) & CPU ™
K& ELICH.

o MALE HUEH (48 )1
* MAL & 8 M220[ £ TH 1A (12W) el MAl = XI&SLICH.
o MAI/SIE BZ ®HUE (48) 10 (ADE B =& XOf)
* MAI/SIEH B2 B2 W MS0| 20 2A(24W) 2 =HA 2
Hes NEEULCH.

3 L= 48 HO| AH2 S B2, CHA_FANT/WPIt XtS2=2

1o

o 24T ATX ® 1'—*'E1 M

o 8T 12V M2 HUlE 1}

o MOIHE Q01 HUE 1M

« USB2.06IH 274 (USB 2.0 ZE 44 Xl ) (ESD 25
X&)

« USB 3.2 Gent dlICY 1 J§ (USB 3.2 Gent ZE 2 X&)
(ESD B3 X&)
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e
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=i
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DUMMY
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1 [ ZC®»IC

ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5 X' — R — F 2 BB EIFTEEHUHE
STEVEFASRock DEGABIF—E LB REEREDO T CEETNTEVET.E
NIcRBEMAMZRQBEA DD EBNT/N\ T4V RAZRERLE T,

RY—R—RDHKREBIOSY 7 N IL T IE B ENBEED B B128D.ZDI =2 77)L D

Q AR FELGUICEEIT B EDDBVES.CDI 2TV DRRICEE LB OIZBE
IS BF N /N =233 F &5 S ASRock DO 7H A FHOSAF TEDLSICIE
VEF, DIV —R— FICET 3HEMH Y R— N B EEZEICIE SEFADET
JNEDWT DGR HHDIL T+ F TEELIEEVASRock DU 7H A R T
1 RETDVGCA H— FBL UV CPU YR — F—EETEICENFE TASRock DL 71 ~
http//www.asrock.com.

1.1 INwor—IDRAE

« ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5 < H'—R— R(XA 7O ATX 74 —L7
7IR—)

« ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5 A w5 A > A R—)VHA K

« ASRock B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5 H7R—k CD

o 2x T IV ATASATA) 7—2 45—V (AT 3>)

« TxM2V4syhERL

o 1xI1/0 NIV —)UR
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1.2

WA AN
TH+—L

CPU

Fv Tk

*EY

AR O b

TS5T19TR

B660M-HDVP/D5
H610M-HDVP/D5

o IAVAATIX TA—LTF7IZ2—
o Bk 7RG

« 512 4 Intel® Core™ 7Ot 1 (LGA1700) IS
o 5ERIT—ARET

« Intel® Hybrid 72/ 0¥ —ITxtIG

o Intel® 2—RT—X bk Max 7%7./03— 3.0 [

B660M-HDVP/D5:
« Intel® B660
H610M-HDVP/D5:
« Intel® H610

- 2xDDR5 DIMM X0

o YATLAEDRKRAE : 64GB

o Intel® TR RJ—LAE)TOT7A I (XMP) 3.0 (XS
B660M-HDVP/D5:

« DDR5 /> ECC. 7Ny 77— RAEUITHIS *

*DDR5 4800 (1DPC) A T4 7 IcHR—FLE T,

* T DWTIEASROck VT T H A D AT —HR— b —E%
BIBLTLIEEL, (http//www.asrock.com/)
H610M-HDVP/D5:

o BA 5600 M DDR5 FEECC 77 /\w 77— R A®) ZHHR—Fk

L& *

* RIBOHYR—MME CPU ICE>TEERBIELHIET

*DDR5 4800 (1DPC) %A T4 JIcHR—FLE T,

* T DWVWTIEASROck VT T H A D AT —HR— b —E%
BIBLTLIEEL, (http//www.asrock.com/)

« 1xPCle Gendx16 XOw b

* {270 R & LT NVMe SSD IR
« 2xPCle Gen3x1 X@w bk
« 1xPClXOvH

« Intel® UHD 7574 vV AREE Y27 IVE LU VGA H I,

GPU Icr&aESNfc /Oty —DHTHR—FENET,
o Intel® X* IS T4y IR T7—F T F+ (Gen 12)
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« 4ADDTZ Ty ARANF T3> D-Sub.DVI-D.HDMLE &
U\ DisplayPort 1.4
*RAIBDTARAT LA ZRRICHGLE S (H610M-HDVP/D5
5M)
o 4BDEZZ—IHIG (B660M-HDVP/D5 %)
« HDMI 2.1 TMDS B3l <X Rn. SRAHRIRE 4K x 2K (4096x2160)
@ 60Hz
« DVI-D ICxH s, SRAFRRE 1920x1200 @ 60Hz
« D-Sub |THS S ABRERE 1920x1200 @ 60Hz
o DSCE#MmERARRISRE 8K (7680x4320) @ 60Hz/5K(5120x3200)
@ 120Hz C DisplayPort 1.4 ZH R—hrLET
« HDMI 2.1 TMDS E#235& U DisplayPort 1.4 R— ~THDCP 2.3
EYR—MLET

d—FaA o 7.1 CHHD #—7 7 (Realtek ALC897 Audio Codec)
o H—IREICHIS

LAN « PCIEx1 £AE"w k LAN 10/100/1000 Mb/s
+ Realtek RTL8111H
« Wake-On-LAN (U410 A~ Z2) TS
o B/ FHEIUNE (ESD) REITHIS
o IRIVF—BROLNA—H Ry 8023az ZHR—F
o PXEZHR—p

J77INZJV /O o 1xPS/2 F—KR—FR—F
e 1xPS/2 RURKR—h
o 1xU7JLiIR—b © COM1
« 1xD-Sub R—Fk
« 1xDVI-D R—Fp
« 1xHDMI R—F
« 1xDisplayPort 1.4
« 2xUSB 2.0 R—h (BEESINE (ESD) IREITXTIS)
o LED {3 1 x RJ-45 LAN 7;K— I (ACT/LINK LED & SPEED LED)
« HDA—FTAFTIvvT i SAVA>/7AVIAE—H—/<
17
B660M-HDVP/D5:
« 4xUSB3.2Genl R—h (BFESME (ESD) REEICKIS)
H610M-HDVP/D5:
« 2xUSB3.2Genl R—h (BFESME (ESD) REEICHIS)
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A=

RAID (B660M-
HDVP/D5
5/H)

aARTZ

B660M-HDVP/D5

H610M-HDVP/D5

« 4xSATA36.0Gb/s OxT%2—*
*SATA ZA T M2 TINA AT M2_1 ZERLTWBIEEIE.
SATA3_0 [FEIICIZVE Y,

« IxUltraM.2 V4w b (M2_1.F— M). 21 7 2242/2260/2280

SATA3 6.0 Gb/s & PCle Gen3x4 (32 Gb/s) E—FZHR—h **

**|ntel® Optane™ 7%/ O —|Zxi (B660M-HDVP/D5 EEF8)
*Intel® A>TV RULA— L REXI AV T/ NA X (VMD)
(B660M-HDVP/D5 )

** EE T+ A7 E LT NVMe SSD [Tt

** ASRock U.2 F v MTHIS

o SATA AL —2 7 /XA ZAD#5ERAID 0.RAID 1.RAID 5 &
U RAID 10 (335

e IXTUVRR—FAYH—
o 1xCOM R—hAwH—
« 1XSPITPM A4 —
e IXTVY—VAVMNI—=TavERE—H—A\YE—
« 1xCPUTZ7raRIZ (4 EY)
*CPU 77> AT ZIEHA 1A (12W) DEFHD CPU 77 ISt
LET,
c XY= T77VARTZ@GEY)
* =TT UNEERAK A (12W) DHEADY v—2 77 s L E
ER
 IXVY—V/OF—B—KRTTFVARIREGEV A — T
7>/ R E )
* 20— [TA—R—IR T T T7NEERK 2A 24W) DEFID T+ —
B——Z—|HIGLET,
*CHA_FANT/WP |E 3 EV & el 4 EV 77 DMEREN TV S D
ESLEEEIEHTEET,
¢ 1X24EY ATX BRIZXIZ
« 1x8EVIVERIRIAZ
o IXBIE/N\RIA—ToA ORI 2
o 2xUSB2.0AYH— (4 DD USB 2.0 R— MG GRESM
B (ESD) fREE&ITXIRS)
« 1xUSB3.2Gen1 N4 — (2 DD USB 3.2 Genl R— ~Txt
&)
(BAEXUNE (ESD) fRFEITHIIT)
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BIOS #gE « AMI UEF!| Legal BIOS, %558 GUI R— Mt &

« ACPI6.0 #EHLY A VT TA XU+

« SMBIOS 2.7 #7R—+h

B660M-HDVP/D5:

« CPU 77/ F+v<2,CPUGT.VDD_CPU,VDD_IMC VCCIN
AUX.+1.05V PROC, +0.82V PCH. +1.05V PCH BE <)L F

H610M-HDVP/D5:

« CPUO7 / F+vv>2,CPU GT,VDD_CPU, VCCIN AUX.
+1.05V PROC. +0.82V PCH. +1.05V PCH BE <)L F

IN—RITT7 o TPURAX—R I CPUIY—I v — [ I —R— RS
T4 — 7
o BEIT7V(CPUBEIRS Ty —Y 77 REREEHAR):
CPU = v — | Tr—BR—KRTT7
o TTPVURIVFEREHIE:CPUS v — v — [ D4 —R—KRY
TI7v
o r—AFAERREN
« BEEEE 1 CPU Vcore, +1.05V_PCH, VDD_CPU, VCCIN AUX,
+1.05V PROC, +0.82V PCH, +12V, +5V, +3.3V, VCCSA

0S « Microsoft® Windows® 1064 Ew k /11 64 £

=0z,
[=wy=)

« FCC.CE
« ErP/EuP Ready (ErP/EUP WS EREHMEBHINETY)

*BRBEEIC DV T HH DT 7Y 1 M ESEL S0, http//www.asrock.com

BIOS REDHE T > 54 FF—/\—5 00575,/ A9~ DB — K/ —7DF—

A =095 — VDR EEEEE L —/ N~ Oy Ikt —EDYR T EHVET
DTCERBLIENA— N~ IOy T BELRTF BB TR f TR T ADT
SR—RIIRTINA RO BT BELDBYET. CEDDEETITOTEE I
HTH T —/ "o Oy SIS BBADBELER AL DRET DTS TR,
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B660M-HDVP/D5
H610M-HDVP/D5

13 JvIN—3E

TDAZANMEI v IN—DRESHFERLTCVET I v\ —F vy THRE VI ED
TWBEI v IN—ITVa— b CT IV IN—F vy THREV TR EDTOEWNERIC
& v IN—EF =TT,

W

Short Open
CMOS 7177+ )\ —
(CLRMOST)

St
(1. 2.No. 13 B5) 2ErTr

CLRMOS1 Zf#E>T CMOS DT —2%Z V)7 TEXTIVT7 LT 7HIVRREICY
AT LINGA—=L2—% )ty g BIEaY Ea—2—DEFREYY ERNSERI—
FERWVTLIEE WIS BEFOTHST v/ \—F v F&fERLT CLRMOST D
B> % 5 W3 —bERE T LBIOS ET Y 7 — LI E#ICCMOS £V U7
LEWTKIZEWBIOS 277y 77— MECMOS £V U7 §2REH HNIE RN
AT LEEEBLZNDSCMOS VU7 702 a2 ZT ORI vy T LTLIZEL,
NRAT— R BREEI—Y—DF 74V FOT7 71 UIE.CMOS DEMZE IS L
B BICDIHIHEENBTEICT IR EV.CMOS 27 V7 LI T I v N —
Fry T BB TRIALTIEEL,

CMOS #2774 2: T —XDEFEOMRHIE N BT ED BV FE T LUFIDZ +—2 1>~
Q J—3 R T—RR 50ER% E T BICIEBIOS 2 72 3> 1 H Clear Status(X 7—& X
DiHZE) I THELTEEL,
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14 FVR—FDON\YyZ—EORTZ

1 2 ) \—F 4w TEH RN TLIES VN Y E—BLOIAR I/ N\—F v T

f FUR= NV R—=ETRTUED+ 2 IN—Tld BV FHATNENYZ—ETR IR
EWEBE XY — R — FICHEIRIEDEC BT EDBVET,

SRFISRIVAY S — TEAC Y FERBHELRA v F &
(9 £~ PANEL1) Uty b LREROE V8 YT
(p.1. 2.No. 12 BE) WoT = DIAT AT —
BRERS Y THRTDAYE—IT
Y LETHT—TIVEEETS

HDLED-

EEICGEYD+E—IcEED
FTLRE,

= BIE NRIVDEIRR A FIcEH L TIEEWNERR A v FEEHL TR T
LEXTICT B EERETEL T,

RESET (Ut Y kXA v F) :

Sy — BRI/ NNRIVD Y XA Y FIEREL TTEENT > Ea—8—D 7)) =X LIz
YBEDEIE % ETCEEVGRICII It Y N Ry FEHLTA Ea—8—%
BEELEY,

PLED (X7 L\&EJR LED) :

S —FIE/ NRIVDEIFR T—RRXA > 2 —R—IC 8L TIEE V) X T LBl
FIELED DRATLE T R T LN S1/S3 R —TREEDIZEICIFLED Id s %A
FIIRTLD 4 R —TREEFE eI EIRF 7 (S5) DEFITIE LED 134 7T,

HDLED (/\—F RS54 77571 £ LED) :
S —S BB CRIVD)\— R R 51 T 75 74 €7 LEDICHERL T E W \— FR 51
T DT~ REHHIYE IS BEARBIELED (3 NTEVET,

BIE/ R T PAANEE A — Nk D TR EDTED B FE S FIE/ NRIVED 21—/
FICEFER 1 v F Iy N RA Y FERLEDI \—F K >4 77071 ET1 LEDX E—7—
LED BB INE T+ — DEIE NRIVED 21—V EC DNy R—E #5158
I1ZIG ECARDEN L TE E> DWW EHTHELEHL TV BT EEEL D TIEEL,

Q PWRBTN (BJER 1 F)



B660M-HDVP/D5

=AU M—TaY
ERE—H—AvHE—
(7 E> SPK_CIN)
(p.1.2.No. 10 )

H610M-HDVP/D5

=AY NV ET v —
PNy s TA DN Sl -
FLTLIEEL,

771V ATA3 AT 42
=E

(SATA3_O:

p.1.2.No. 8 BIg)
(SATA3_T:

p.1.2.No. 9 Bg)
(SATA3_2:
p.1.2.No.7 BHg)
(SATA3_3:

p.1.2.No. 6 BHg)

SATA3_3
SATA3_0 SATA3_2

SATA3

N5 4 DD SATA3 ORI 2 —
I&. & 6.0 Gb/s DT —Z ¥k
HETHEBRAN—I TR
D SATA 7—5245—7 )&%
R—hLET,

*SATA ZA T M2 TINAXT
M2_1 ZERLTLS5 5.
SATA3_0 [FEMICIZVE T,

USB 2.0 N4 —
(9> USB_3_4)
(p.1.2.No. 15 28)
(9 E> USB_5_6)
(p.1.2.No. 14 B8)

ZDOIRYP—R—RITIE2 DD
USB 2.0 \wA —hEfgEn T
FI,ZUSB2ONYR—[E2D
DR~ EY R TEET,

USB 3.2 Genl A\w&—
(19> USB3_1_2)
(p.1.2.No. 5 BE)

ZOXRYP—R—FIciE 120D
USB 3.2 Gen1 N\ A —hEfEE
NTWVWET,ZD USB 3.2 Genl
ANYE—E 2 DDR—MEHR—
FCEET,
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TAVRIVE =T F TONYZ—=FT7AY b —71

OUT_RET— — ouT2_L

N weso I, BV RMEA T AT AR
(9 > HD_AUDIOT)  presences wos  IETBIEHDEDTT,

(p.1\2\ No. 19%,&6\) 1

1. INATH 74 =23 F =T FHld v o220 R— L TOE T HUEL SHEEE
Q I B/zIcIE 7 —>DINR IV TA—DHDAZE Y R— L TR EHRETY,

BEVDIR T LERITFBICIEE DI =27 IV BLV+—> DI =27 D
IR TEELY,

2 ACYF— T A N RIVERF T BEAICILRDR T T CHIE RIS — 717
Ay E—CROHF TR,
A. Mic_IN (MIC) % MIC2_L I8 5
B. Audio_R (RIN) % OUT2_R I, Audio_L (LIN) % OUT2_L Ic##LE T
C. 7—X (GND) £7—X (GND) Ic##5L £
D. MIC_RET & OUT_RET (&, HD #— 71 4/ (R VBRI TF. ACS7 +—Fr 2/ LRIV
TlETh 5= #ii I 2B IEHE A,
E 700> kA VEBINICT BICIE Realtek T> ~O—)L/ XR )L O FrontMic /2 7T,
[REEE ZRHZEL T,

D=V TFVARIE— oo TP —TIUE T 7 ARTR—
(4 £ CHA_FAN2) I L BIGL T — AV ES
(p.1.2.No. 16 B8) FANSPEEDCONTRO 45 T FEE LN,

= [ TF—R =R : oo ORI YP—R—RIE 4 EVHKD
7"7:"7:!7\’79 : %gmx&;r’gimm V‘V—:/77:737177?&%§YL§
(4> CHA_FANT/WP) TIEYDIv—KANT 7
(p.1.2.No. 20 &) BT IESITEE 131
L TIEEN,
CPU 77> ax4% e THOIY—R—FRIZ4 > CPU
(4 £~ CPU_FAN1) T EEET7Y) AR EDE
(p.1.2.No. 3 B8) BENTLETIEVDCPUT7
AN, SPEED ConTROL VEESTBBAICIE EV 13
[CHEHGLTIEEL,
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B660M-HDVP/D5

ATX B4
(24 E> ATXPWR1)
(p.1.2.No. 4 BEB)

H610M-HDVP/D5

CORYP—AR—FRIE24E>V ATX
BRIRIEZDER/ENTOE

.20 E>D ATX BIFZFERT
BITE EV 1 £ 13ICEDET
B TEEL,

ATX 12V BRI Y4% s s ZORYP—R—RIE8 EY
(8 > ATX12V1) L0 ATX12V BRI 2—HEEfE
(p.1.2.No. 1 £52) I ENTVET. 4 EVD ATXE
EAERFERTAICIEV1E5IC
EhETERLTIETL,
PR G ENTVBERT —
TV IS T 192 N— R
TI35< CPUBTHBTESE
R L TLIEE W PCle TR —
TIWEZDARTZ—HEFHL
BWTLEEL,
SPITPM A 4 — spLpas ZDAXLRIE SPI RS AT R-
(13 £ SPLTPM_J1) TSy kT — L EV1— )b
(p.1.2.No. 11 ) TJSM e (TPM) SRFLITHIGS BOT,
OOOOOOCl)i B TIRIVEERE INAT— R,
Jeelele e T SERRIRETEST,
Lo TPM SR F LI E T, Ry k-
TF1) T EEHTIRIVE
shr o0 BAEEFEL TSV N T+—LD

FEMERELE T,

)T IVR— Ay Z—
(9 > COM2)
(p.1.2.No. 18 BHR)

CCTS#1

RRI#1
RRTS#1

DDCD#1

DO COMNYZ—IFZ T IL
R—bEI2—)VEYR—FLE
a—o
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UV b= Ay —

(25 £ LPTT)
(p.1.2.No. 17 £88)

SLCT
PE

TNUE. TV RZ—=TINARED
BRABEICITOITEDTES,
TV NR—r—TIVADA >
2ITIT—RTY,



B660M-HDVP/D5
H610M-HDVP/D5

M)

IG5 £ 42 8 B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5 4%, XZIRFBELE—R =18
REEHREEFNTETENER. CREFSEERENHAERBENERIGT
e IERE,

BITIEM. MERXEEEMER, WEHARAELEEEERMGE, TS
FIMNHITIE, MBEFESM EREXGHEARLZRE, EHEENBIMEUEET
BETAZEMEE, BtAEEENL EHEISH VGA 71 CPU %55,
SEZ Rk http://www.asrock.com,

Q HF ERHEF BIOS S RTBEEEH, FElt, FXISHIABFIFESRERTER, BT

1.1 6374

o £% B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5 £4% (Micro ATX #&R )
o £% B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5 [RiFE & 3357

« £% B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5 3 #53 &

o 2x 81T ATA (SATA) #idE% (EM)

o Ix#B% (ff M2 $BEEER)

e 1x1/0 @R
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1.2 #i&

¥a

CPU

L

§7etE

B

Micro ATX #i#& R~
TRER B AR

XH4 12 K Intel Core™ 43238 (LGA1700)
5 iRtE&EIT

3z #% Intel® Hybrid Technology

% #F Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

B660M-HDVP/D5:
« Intel® B660
H610M-HDVP/D5:
« Intel°H610

« 2 xDDR5 DIMM ##&

s XBRFENFRAEE. 64GB

+ ¥ Intel” Extreme Memory Profile (XMP) 3.0
B660M-HDVP/D5:

+ #5 DDR5 3EECC, FEBAFNTHE *

* [ 437 4% DDR5 4800 (1DPC).

* ES R LEMIE LA Memory Support List (REXZ#51R)
TR, (http://www.asrock.com/)
H610M-HDVP/D5:

« X¥5 DDR5 EECC. JEEMNT, &= ZHFINE 5600%

* EFRZFFATAEAL CPU Tk

* [ 437 4% DDR5 4800 (1DPC).

* E SR LEMIE LA Memory Support List (REX#51R)
THEEE. (http://www.asrock.com/)

« 1xPCle Gen4x16 &

* 3 ¥ NVMe SSD BER#IE
« 2xPCle Gen3x1 &
« 1xPCl{&

« HE GPU £ AL 2 2 # Intel° UHD Graphics &ML
F0VGA #itH.
* Intel® X°® B2 4244 (Gen 12)



B660M-HDVP/D5

LAN

fE#R 1/0

H610M-HDVP/D5

4 NERHEHIET: D-Sub. DVI-D. HDMI #0 DisplayPort 1.4

*EMNRLSEHEEA 3 ERE ((UEMF H610M-HDVP/DS)

ZHNERREE (INEMATF B660M-HDVP/D5)

S5 3RZA TMDS # HDMI 2.1, 60Hz B3 & K43 ## ik 4K x 2K
(4096x2160)

#5 DVI-D, 60Hz Bf&R K4y ##%i% 19201200

325 D-Sub, 60Hz R K43 ##3i% 19201200

S #% DisplayPort 1.4, DSC (E48) mASHERIE

8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz

2 #5 HDCP 2.3 E3&% TMDS &) HDMI 2.1 L%

DisplayPort 1.4 i 0

71 CHEBEER (Realtek ALC897 EIA4RARAIES)
ST L IR AP

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111H

%% Wake-On-LAN (] _E I EE)

X #FEH /ESD fRIP

XS AR 802.3az

X ¥ PXE

1xPS/2 ##&i%0O

1x PS/2 B0

1x B1TiH: COM1

1 x D-Sub #% 0

1xDVI-D %0

1 x HDMI i 00

1 x DisplayPort 1.4

2xUSB 2.0 im0 (3z#5 ESD fR#7)
1xRJ-45LAN i1, 7 LED (ACT/LINK LED %A SPEED
LED)

EiEEURTL: KW/ AHER/ ERX

B660M-HDVP/D5:

4xUSB3.2Gen1im0 (325 ESD 1##7)

H610M-HDVP/D5:

2xUSB 3.2 Gen1imA (3245 ESD {RP)
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#E

RAID ({Xi&
T B660M-
HDVP/D5)

O

BIOS
ThRESs =

130

+ 4xSATA36.0 Gb/s ##00 *
* AN M2_1 # SATA 2! M.2 i&& & A, SATA3_ O I§#ZHA,
o 1x#BHM2#EZEOM2_1. Key M), #5231 2242/2260/2280
SATA3 6.0 Gb/s #1 PCle Gen3 x4 (32 Gb/s) f&Ht **
** 37 4% Intel° Optane™ HAR ({%i& A-F B660M-HDVP/D5)
** 37 #% Intel” Volume Management Device (VMD) ({XiEAF
B660M-HDVP/D5)
** Z 4% NVMe SSD B{EREN&E
*RFEEU2EN

« X#RAIDO. RAID 1. RAID5#1RAID 10, FF SATA =fi#
BE&

o 1 x $TEN R O

« 1x COM i O 2R

« TxSPITPM 50

o IxHUFERATIH SRR 1EMH

« 1xCPU XEE#EO (4%
*CPU ME#EOXZ#HFRE 1A (12W) IhEAE) CPU KA,

o IxHFEREEZED (4%
* AR EZEOZENERES 1A (12W) THEBHLERKE,

o Ix#lFE /kREREED (45 (BEERBEEES)
* LA [ KRRESZFRE 2A (24W) ThEMKSKE.
* CHA_FAN1/WP RT I B &€ 3 $tRIEL 4 St B = B EERA.
o 1x24 %t ATX BiE#EO

« 1x8 %t 12VAiRED

o 1 x FIEREHED

+ 2xUSB 2.0 #H (32#F4 4> USB2.0ixH, 3Z#F ESD fR#M)
« 1xUSB3.2Gen1 # (324524 USB3.2Genl kM, 32HF

ESD 1##7)

+ AMI UEFI Legal BIOS, X# &&= GUI
ACPI 6.0 FrA MR
+ X# SMBIOS 2.7



B660M-HDVP/D5

H610M-HDVP/D5

B660M-HDVP/D5:

CPU W#% / &7. CPUGT. VDD_CPU. VDD_IMC.
VCCIN AUX. +1.05VPROC. +0.82V PCH. +1.05V PCH
FLE £ %

H610M-HDVP/D5:

WsE -

RIERS .

TAIE c

CPU W#% / 7. CPUGT. VDD_CPU. VCCIN AUX.
+1.05V PROC. +0.82V PCH. +1.05V PCH L[ £ RiF%

REEETT: CPU. #lFE. #FE / KRR

BENE (R#E CPUIBEBFAENERNREE) .
CPU. #LF. HL3E / KRRRE

KR ESMIEEES: CPU. #lFE. Hl3 / KRKXE

CASE OPEN (#l#8¥T7F) il

FLEMHE: CPUVcore. +1.05V_PCH. VDD_CPU. VCCIN
AUX. +1.05VPROC. +0.82VPCH. +12V. +5V. +3.3V.
VCCSA

Microsoft° Windows’® 10 64 {iZ /11 64 {iL

FCC. CE
ErP/EuP 3z #F (FE32#F ErP/EuP BIFLIR)

*HXRIERRIER, BHEENTAMLE: http//www.asrock.com

FINRBIBEF—EXE, GiFFHEBIOSIRE, M "HHESHA" , HEH
B=LBH IR, BYAESYNEIRRRITEENE, BENRFERIBAHFIREER
135, BITXILTEGR BHERKGFEEE, HA1x HFERmER AT R,
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1.3 B&LixE
WERROMEERE, HRERERXLHM R, B R . MRKLESHH
LREENER, B FE

W W

Short Open

BB CMOS Bk @E

(CLRMOST) 2 6h B
(BREIT. %2}, )

®H134)

CLRMOS1 #iF#iE Rk CMOS ¥R, EERMEERZSHIIBINRE, BX
HItEN, MR LR TRIRZES, F%157F, ERARLER CLRMOST L&
STHIEREE 5 7. {BR, BZ7EEH BIOS FiLENER CMOS, MREFZEERIFTH
BIOS E#i/5iERk CMOS, MLMERFNRLE, IFEXARBHRITIER CMOS H1E.
HEE, . BH. HEMNAFRKAREX 4 REEHT CMOS RBittE A SHiER.
EiREEER CMOS FEL T BhkiE,

WRIEERR CMOS, HLAEFTFFSKIETE, 1515 BIOS LT “Clear Status” (GERFIAZS)
B2 E R T — T RN IR ATIE R,



B660M-HDVP/D5
H610M-HDVP/D5

1.4 tREHERFEO

A

RGEERIEK
(9 $t PANEL1)
(BREI1T. 827,

BL124)

RBEEHIFEOT B, TEIFBRLIGRE X LM O L, HBR IR FE)1X
LESERIFIFE O _E 1= 3F EARIE AR X 1EHRIF.

RETHEMSSE, BILHE
EmEiREAFX. EEFXTR
BORTSHE R KT EE RS LE AR

TEERLLANGIC TIERASTH.

PWRBTN (FRFFK) :
EFEE AR E R LRI BIRFF K, 15T EC B FIRFF K K H R 5 75 =K.

RESET (EEHX) :
EREEN AR ERERIEEFR, WMRITENIEN, TEATEZEHED, KE
BEFXEHBEITE.

PLED (R LED) :
EFEEINAERTEIR LRI BIFRTIE T AT, RAIRIERIERS, I LED =, RELE
S1/53 FERRIXZS AT, Ut LED 4. REELLTE S4 FERRIXZS 30 X4 (S5) A, It LED 48X,

HDLED (##%3)LED) :
EFEEIN AR ETIR L R9TE 5 50 LED $5774T, B4 ETEIEENE 5 A SHERS, 1t LED
=i,

BTERITHRIEN AT M BETES. FEREREZCQIFERRFR. EEFX.
FLR LED. E#iE5) LED #5741, 5%, AR E R R SEIEE 5 KR,
MBIRIELL 5 ELFAEHI 53 B IE W LA
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GIEAEYN b op-E T Di:AExER BIEHEENY A ERIE
(7 1 SPK_ClI1) D5UVMI\iIY B3 iR,
(BREI1R. 27, 5
%101 [gSgelo
SIGNAL |
GND
DUMMY
47 ATA3 20 “ 7] S XA SATA3 BEOXHERS
#=H: E E 6.0 Gb/s # B &R R LR
(SATA3_0: o k=l el o %R &0 SATA #iRL,
BRE1T. 27, o 7 < * 4018 M2_1 # SATA & M.2 i%
#84) g g &5 H, SATA3_0 I5#&H,
(SATA3_1: o =l o
SHE1T. E270,
#£94)
(SATA3_2:
SHE1T. F270,
g7
(SATA3_3:
SHE1T. E270,
%61
USB 2.0 %) USB_PWR L EH EH 24 USB 2.0 $EH#,

(9 $t USB_3_4)

(BRI 82|,

#E151)
(9 $t USB_5_6)

(BRI 82|,

#E144)

B> USB 2.0 I AT AR 4
o u

USB 3.2 Gen1 #:H]
(19 ¥t USB3_1_2)

(BRE1T. #21;,

B51)

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+ GND

GND IntA_PB_SSTX-

IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

IntA_PB_SSTX+

EH EHF—4 USB 3.2 Gen1
$ER), 1tk USB 3.2 Gen1 #ERI T
Wm0,



B660M-HDVP/D5
H610M-HDVP/D5

SRR S e EARTRERRSEEE
(9$HHD_AUDION) [Tl EIESIEM
(BRE1 7. PRESENCE# & MIC2_R
GND O] Mic2_L

FE2TT, E191)

Q

. WIREER AC7 YA, BB TS RIS T LRI ER SRR

BB B IHETLE, BH17E ERIERIEL L% HDA A REEER TIE. iF#
FREA TG FARFIHLAE F A5 A 2 R 4

A. ¥ Mic_IN (MIC) ##2] MIC2_L,

B. ¥ Audio_R (RIN) i£#%%] OUT2_R, # Audio_L (LIN) i=#% OUT2_L,

C. I # i (GND) £ # 2] #Htbis (GND).

D. MIC_RET #1 OUT_RET R FEiEBINER. B FEFIT AC7 B EIRIE
EEMN.

E. ZR5Hr£5EM, 1552 Realtek Z#IE#R_LAT “FrontMic” (BiZ5EM) HITF,
% “Recording Volume” (REEE) .

HMEREED oo B RBEEE REEOH
(4 §t CHA_FAN2) A B4 IR B .

(§m% 1 _B'l_s %- 2 _B'l-, FAN_SPEED_CONTRO

%164)

Wi /KRR EED : oo I ERRIRE— 4 $HRSHLTER
(4 §F CHA_FAN1/WP) : %m;:&;f’;ﬁmm BEO, NREITEEE 3§l
(BREVT. E27, o HASRE, BISEEED
%20 4) B 1-3,

CPU RO + 321 I EHRIREE 4§ CPURE (88
(4 $ CPU_FANT1) ERE) #EO, MREITEE
(BRE1T. E27, e 34t CPURE, BTk
#FE31M) FANC_ZL;EFEA[;\‘:(ZS;E'EEOL EEHRD 1-3,
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ATX BN
(24 §t ATXPWR1)
(BRE1T. 821,
E4)

It E IR 24 §F ATX BRIRE
M. Z{EMA 20 $t ATX BIE,
TBIGETH 1 ST 13 fRIETE.

ATX 12V EBiE#EO 8 5 I E IR 8 §F ATX 12V HiR
(8 §t ATX12V1) LI B0, SEA 45 ATX BIE,
(BRE1T. B2, J im i S 1 FIEHH 5 R,

211 i R R

F CPU, TidEER+. FEIE
PCle BUEAEIZE MO,

SPI TPM #E=/] e = k4 0 3% SPI Trusted Platform
(13 $t SPLLTPM_J1) Module (fE{EFE& LR, TPM)
(BRE1T. %27, | | RS, TURSHHHER.

#£114) e, HFiES. TRMME, TPM

1[ojololoo[o RGEMAT B EME RS,
lomes  ppmsspinmETe s
srimise %,

BRITiRAEL
(9§t COM2)
(BRE1T. #2W;,
%1814)

RRXD1

DDSR#1
CCTSs#1

RRI#1
RRTS#1

DDCD#1

Lt COM $Z R 2 FE R 1T iR O R
3,




B660M-HDVP/D5
H610M-HDVP/D5

XR—AMTEN I O 44580,
B3 TR LA B R R $TED
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5 B = mis R HR R

RIEPELGE TRAES~RITREHEEDE K SIT11364-2006 IERFES™
RISRIEFIFRER] , BT EESRNHITIRT, BUREERERE-RPEEN
EEREYRBTEZTRL N B RENT N IEER T RBITA S W =EH ™
EMENHR, KR EAME, BERTFEA~RZENREEE EFERLE—ZiR. B—f
ZHFAFRZIMRIERIR, BRI ERZIMRERDRA 10 &,

10

FEREVRB TR BN ZEIRN
EERTREFSNEBEENRRATEN SRR SR, BB TRERIRN,

- BEVREE

£ (Pb)| %% (Cd) | 7k (Hg)| 754/r8& (Cr(VI) & iREXK (PBB) &R Z#E#t (PBDE)
ENRILE IR
mazan | | 9| © © © ©
SRS E
waman | < | © | O © © ©

O: RRZAHEEWRIIZE G ARV RS 8197 S)/T 11363-2006 1R EHE
HIPRBERIAT,

X RRZAEFENREDEIZBHHE - BRI ES 2B Y S)/T 11363-2006 R
MERRBER, RZAMHNHFEEETES 2002/95/EC HIFTE,

&if WFERAIIRZ I RERAER, REE—RESERIKLT.



1

B660M-HDVP/D5
H610M-HDVP/D5

]

B PE T EF B660M-HDVP/D5 / HE10M-HDVP/D5V i 84 » & i {45 '5 £ i
REFET - FRABHAT AR AA ST WP TBRABERE > %
2L EFHETE A R PG -

S

1.1

dd AR E BIOS BAET i g L AT Sl A S B FAof $L KT T e
Yok v B ER B VI EFREFRE{ATEA A T Ao B F RS A
QAR A 4 0 L S e SRR MG ¢ B ) e T e 54 T
b EF RS T B AT VGA + 2 CPU % 4278 < £ :4 http://www asrock. con -

Al

o EiF B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5 i 4= (Micro ATX = )
o EZiF B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5 i % K

o EZ#F B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5 & 4% sk

o 2 x Serial ATA (SATA) FAl&rs (E%*)

e lx B G 2 )

e 1 xI/0 mE et ¥
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1.2 2%

£on o Micro ATX & +

- ABRFR

CPU o £3% 12 & Intel® Core™ Au®® (LGALT00)
o 5 TiRAR =K
o 43 Intel® iR & Hojiv
o £ 3 Intel® Turbo Boost Max # i 3.0

o
=F

KR B660M-HDVP/D5:
« Intel® B660
H610M-HDVP/D5:
« Intel® H610

o,
o

EL « 2 x DDR5 DIMM #& 1
o Btk MelBRE E o 64GB
o 4 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0
B660M-HDVP/D5:
o 43 DDRS 2t ECC & % fhrse 4l *
X J4 &3 DDR5 4800 (1DPC) °
XKdeZ L 5T 4R EF R el L34 o
(http://www. asrock. com/)
H610M-HDVP/D5:
o A3% DDRS #- ECC 23 et > & 7 & 5600%
¥ gL asg CPU <%
X J 4 442 DDR5 4800 (1DPC) °
XK4eZ L 5T 4R EF R et gd o
(http://www. asrock. com/)

W « 1 x PCle Gendx16 #&1
¥ L3 NWMe SSD 1% 5 B #smidt
« 2 x PCle Gen3xl &1
o 1 x PCI #&#

o+ o WKL GPU g2 ®4 v £ 3% Intel® UHD Graphics Built-in

Visuals % VGA iis?lﬂi o
o Intel® X° &7+ %4 (% 12 &)
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=

LAN

fem 4 1/0

B660M-HDVP/D5
H610M-HDVP/D5

w i ﬁlqjﬁ—] 413% 38 :D-Sub ~DVI-D ~HDMI % DisplayPort 1.4

KhRFPANE 3 S8AE (@ H610M-HDVP/D5)

Aigw Sk B (Wi * >t B660M-HDVP/D5)

HoB 242 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz f#47 & <1 HDMI 2.1
TMDS #p 7 12

% A 1920x1200 @ 60Hz f247 & 9 DVI-D

BB A 1920x1200 @ 60Hz f247 & < D-Sub

#A 3 DisplayPort 1.4 DSC (&#F) &+ f347 & % &

8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz

4 HDCP 2.3 % HDMI 2.1 TMDS #p % {24 DisplayPort 1.4
FEE %

7.1 CH HD & 3t (Realtek ALC89T + iz %)
AR L

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111H

e L9

AETE/FLEE

A 3% 802.3az EEE & i o * g

A4 PXE

PS/2 4tiiiddz3%

PS/2 i &k f23%

B 3 0 COML

D-Sub i #3%

DVI-D i# 3%

HDMI i 45 3%

DisplayPort 1.4

USB 2.0 i#3f (A#EH#T FE)

x RJ-45 LAN 423 > z LED (ACT/LINK LED % SPEED
LED )

HD § suddat @ ‘ﬂfkéﬁ%]”/ﬁ" LA W

N N e I S T T
LT - A

B660M-HDVP/D5:

4 x USB 3.2 Genl i@ #3f (X 4# T #3k)

H610M-HDVP/D5:

2 x USB 3.2 Genl i f3f (L4524 % #3f)

141



AR

RAID ( 3§
* 5t BE6OM-
HDVP/D5)

15

BIOS # it

142

« 4 x SATA3 6.0 Gb/s 4% *

¥ & M2_1 % SATA #alen M.2 8% % > ¢ 0% SATA3 0 -

o 1 x Ultra M.2 484 (M2_1, Key M) - 2 3% 2242/2260/2280 SATA3
6.0 Gb/s #£ 3] & PCle Gen3 x4 (32 Gb/s) H3¢ %%

¥k 3% Intel® Optane™ #ie (g * % B66OM-HDVP/D5)

L3 Intel® ma® gmEE (VMD) (i * » B660M-HDVP/

D5)

¥k 242 NVMe SSD i* % P i miaft

¥k LHFEFU2EE

o &-4F SATA #5735 %% A 4% RAID 0 ~RAID 1~RAID 5 2
RAID 10

X PP R 4

x COM i 4342 4+

x SPI TPM #*4&*+

X AL R oo 4

e 1 x CPU R %425 (4-pin)

¥ CPU B Si#eg £ 4558 1A (120) b 5# Fh CPU B %

o 1x %k 585 (d-pin)

X MEL SERFELESF 1A (120 b S8 FBEn % -

o 1 x #E RAFFR 5425 (4-pin) GFEA R S@ B id)

XAsa kAR R SRFAEAS 20 (2N b S Favkilh

5’3« ©

¥ 4o% 3-pin & 4-pin h %@ * ¢ ¥ p & ] CHA_FANL/WP -

o 1 x 24 pin ATX T im#sg

e 1 x 8 pin 12V % ikdksp

o 1 x oo g AARER

e 2 x USB 2.0 #4 (L3 4 % USB 2.0 ad43f) (L HE#T
)

1 x USB 3.2 Genl #4- (£4% 2 % USB 3.2 Genl #4:3)

(A E#TRE)

.
—_ =

« AMI UEFI Legal BIOS % %% GUI #3%

o ACPI 6.0 # £wrplp fF g

o 3% SMBIOS 2.7

B660M-HDVP/D5:

« CPU $%. /4B~ ~ CPU GT ~ VDD_CPU » VDD_IMC ~ VCCIN AUX -
+1. 05V PROC ~ +0. 82V PCH ~ +1. 05V PCH
TRIEDKE



B660M-HDVP/D5

H610M-HDVP/D5

H610M-HDVP/D5:
o CPU #& /-2~ ~ CPU GT ~ VDD_CPU ~ VCCIN AUX -
+1. 05V PROC ~ +0. 82V PCH ~ +1. 05V PCH % /& % &£ &

AMETE o b SfhEs PU- % 8/ kAR %
« FER G (& CPUEARPSBEERL SE R CPU-
B KRR B
e b B SEEREH CPUS B B KAFTR S
o B R
« TRE$: CPU Veore ~ +1.05V PCH ~ VDD_CPU » VCCIN
AUX ~ +1. 05V PROC ~ +0. 82V PCH ~ +12V ~ +5V ~ 3.3V «

VCCSA
T¥ kst » Microsoft® Windows® 10 64 == / 11 64 ==~
a . FCC - CE

o ErP/EuP Ready (% £ # ErP/EuP ready % /hE/E%®)

K o f A S R Gt A e sk D http://www. asrock. com

PR IRIE AGHTT A AL R AR PR G 0 B Y f EA N BIOS P ek LB

A o AT & P 1 R AL B AT i R R R A g Y
IEHE AN AE BB A G L o ERP TR BAHE G E A A o AP E]
AT rig R T I F R f T
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1.3 ®r&K 2

B D) AR 0T 3K TP AR 5N o AR B AL B AL TARRS | o B MR
MHE Ay o SrErAR G TE L e

W W

Short Open

T CNOS st

(CLRMOST) 2-pin Brat
GF$R% 1T % 2 F )
sl 13)

&# 41 * CLRMOSI1 iﬁ-‘f CMOS # enfEst o %’J&“’-‘fi EREIETE S A S

It ﬁ%?%’##Tﬁﬁbﬁﬁm%ﬁﬁ BEE 15 51 0 R AU

3 CLRMOS1 &0 pin iS5 5 ) o * 3 > 3% & & #7 BIOS & = “'F’-‘f CMOS -

F &% &L #7 BIOS & “"”-'f CMOS > EJ'»,Pxéw‘rﬁfn FRL o BRI (T Y

CMOS #+ 173 B 6 < F_a7f$_y cms%ﬂwﬂg/$$m~am~ﬁw
B R TR T R s i'f CMOS fsB~T praR E o

CMOS’ sgé‘fﬁ«'ﬂm#ﬂ‘%f;’“ o #feb g BIOS EF TR o R




B660M-HDVP/D5
H610M-HDVP/D5

14 e e

A

IZ TR L E R R LR S T U
PRI g A e g -

o KLG R A PLED: ik PR LT g s s
(9-pin PANEL1) TR YT REM  ERBEME
GF#R% 1 T % 27 - Sk g R T
S 12) 1 &np RUELS £ A E R A
RESET#
%P o
HDLED-
HDLED+

PWRBIN (T s A B ) :
BRI WG L OTREM o BT RTR TRERM P AT R 5 e

RESET (£ A H) :
BRI PEBG R AT RBY o FTHRST AN D F LA RTER
BH T ERH T % -

PLED (k%% % LED) :

BT WA G OT R TR o G AAETERE S 0 LED § RA o ke
» S1/S3 PEFK 5 PE ALED § 4P o kS~ S4 pEFK 52 M8 (S5) P oLED
LA .

HDLED (# #7%# LED) :

@RI WG E R g LED o A gt BB B A T LED § RAS o
EWRTTGERFEF AR o v pHEARES THEAM -EXFH TR

LED ~ A g&i& 6 LED ~ ffon % H 78 J B o & o fh 850 6 7 frinid 45 3 pL 445

AL T X S IR B AR
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e A AR o SPEAKER WEG ARG T o

(T-pin SPK_CI1) ooy |
Grgrs 1727 A lll
@ 10) 1
SIGNAIL l
GND
DUMMY

Serial ATA3 4257 “ =] S o SATA3 427 % L3 30
eSS g E W R o SATA FRAA
(SATA3_0: o=l do BATE 6.0 Cb/s FHRBHS -
AR 1T % 2 F o = S % % M2_1 5 SATA #1410 M.2
M 8) = g R Gk o Mg B SATA30 -
(SATA3_1: @ 0

FERS 1T % 27

B 9)

(SATA3_2:

FERS 1T % 27

¥ T)

(SATA3_3:

FERS 1T % 27

i 6)

USB 2.0 #:4* Uss. PR At 1A % USB 2.0 £
(9-pin USB_3_4) il £ o2 USB 2.0 #%“é”x%i»
(GF4B% 1F-% 27> FELE-S A

e 15) ’

(9-pin USB_5_6) i}

(;%_2}%:‘): 1 -F;- ‘%: 2 'E- s USB_PWR

e 14)

USB 3.2 Genl #:4* LR pigsde g - @ USB 3.2 Genl
(19-pin USB3_1_2) s rasemcfOIOk i pa.sswxe g g o gt USB 3.2 Genl 443
GFRRS 1T % 25 o0fQ0rmereser 74455 Gaddish -

¥ 5) S o
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B660M-HDVP/D5

H610M-HDVP/D5

R U out_reT—fO[O}- out2_L ~ i'liﬁ POt F AR T
(9-pin HD_AUDIO1) wic_aep — IS *’*SETJST;R womE R e
sy o - . PRESENCE# -~
GFsR% 1 7 GND Mrlviézi
%2 i 19) 1

)

1. BfRITA S AL EFEDS </ 5 8 (Jack Sensing) » i g4+ e £ 44 Jf £
# HDA A ie 2 /i@ i% o iz A L0 2 BRI P BN

2 FERY ACIT SG 5 0 GRBN T H I LT TG AR

A # Mic IN (MIC) i##3% MIC2L -

# Audio R (RIN) i## 3 OUT2_R * # Audio L (LIN) ##3 OUT2_L -
C. ### (GND) ##3 #%+ (GND) -

D. MIC_RET # OUT_RET #i HD g:umfig® - 571 5% & AC97 3 3o &+
@
E.

=

%

FRCH T R F b o3 L Realtek #7#1G 4 ¥ i1 Frontllic  #hat7h 7 &

A

FEE, °
WD BRI o -k B WAGRET b B HRE
(4-pin CHA_FAN2) HZCVHA,FAN,SPEED TOLH R AR JR S o

GFER% 1 7% 2

st 16)

FAN_SPEED_CONTRO

=

WK

SRR SR

1 GND *AER K - B 4-Pin k4
2 FAN_VOLTAGE

(4-pin CHA_FANL/WP) 3 CHA_FAN_SPEED WERL DR - FEFHEEE
4

FAN_SPEED_CONTROL

(%B% 17 %27 3-Pin &8R4 R 5 0 iRl
¥ 20) Pin 1-3 «

CPU B 54257 e hAEfed 4-Pin CPU B 5
(4-pin CPU_FAN1) (F3 0 %) BF - 53
GFER% 1T % 2 F - @4 3-Pin CPU B % » 3431
¥ 3) Fan SPEED CONTROL Pin 1-3 ¢
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ATX % iR desp
(24-pin ATXPWRD)

GRREY 1 7% 27 -

Ho¥h 4)

*AER K - & 24-pin ATX
T RiEEE - FE @ 20-pin
ATX RBEEE 54~ Pin 1
% Pin 13-

ATX 12V % iR 85 A3 sdEpe# - & 8-pin ATX
(8-pin ATX12V1) | 12V % R#esf - £& i * 4-pin
(F%R% 1 7% 27 ADDDQ ATX %R &R % » 346~ Pin 1
1) % Pin 5-

¥ E2 g @4 CPUhT

I R S E

5 #-PCle T iMAIE » $ F2EF o
SPI TPM #:4* sppas JUARET A 32 SPI BHET Sk
(13-pin SPI_TPM_J1) P (TPM) i P FE 2 s & 4%

SPI_MOSI
Gr$REs 1 7% 2 7 > RST# Bl REE TR DL o
TPM_PIRQ
M 11) ooooo<|>c'> TPM Jk koo &850 1% gt 3
1[oolofolo[o Bl b » TRETT SRR
| S}LI_TPM_CS# ,ri o
RSV\;;F:\‘ST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

Booid i 4 B COM £ 44 42 5 51 #2380

(9-pin COM2)

GFRE® 1 T %27

Y%L 18)

E o




B660M-HDVP/D5

H610M-HDVP/D5

FUEr i d iR 4
(25-pin LPT1)
GFRRS 1 7 ~
¥ 2 F % 1T)

R F-E X (£
g >V APESRR-

FREhC
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Spesifikasi

Platform « Bentuk dan Ukuran Micro ATX
+ Desain Kapasitor Solid

CPU + Mendukung Prosesor Intel® Core™ Gen ke-12 (LGA1700)
« Desain 5 Fase Daya
+ Mendukung Teknologi Intel® Hybrid
+ Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost Max 3.0

Chipset B660M-HDVP/D5:
« Intel® B660
H610M-HDVP/D5:
- Intel® H610

Memori + 2x Slot DDR5 DIMM

+ Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB

+ Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0
B660M-HDVP/D5:

+ Mendukung DDR5 non-ECC, memori tanpa buffer*

* Mendukung DDR5 4800 (1DPC) secara native.

* Lihat Daftar Dukungan Memori pada situs web ASRock untuk
informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)
H610M-HDVP/D5:

+ Mendukung memori DDR 5 non-ECC, tanpa buffer hingga 5600*
* Dukungan sebenarnya mungkin beragam berdasarkan CPU
* Mendukung DDR5 4800 (1DPC) secara native.

* Lihat Daftar Dukungan Memori pada situs web ASRock untuk

informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)

SlotEkspansi - 1 slot PCle Gen4x16
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
+ 2 slot PCle Gen3x1
+ 1xSlot PCI

Grafis + Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.
« Arsitektur Grafis Intel® X° (Gen 12)
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Audio

LAN

1/0 Panel
Belakang

B660M-HDVP/D5
H610M-HDVP/D5

Empat pilihan output grafis: D-Sub, DVI-D, HDMI, dan
DisplayPort 1.4

*Mendukung hingga 3 tampilan secara bersamaan (hanya untuk
H610M-HDVP/D5)

Mendukung Quad Monitor (hanya untuk B660M-HDVP/D5)
Mendukung HDMI 2.1 TMDS Kompatibel dengan maks. resolusi
hingga 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

Mendukung DVI-D dengan resolusi maksimum hingga 1920x1200
@ 60Hz

Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga 1920x1200
@ 60Hz

Mendukung DisplayPort 1.4 dengan resolusi maks, DSC
(terkompresi) hingga 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz

Mendukung HDCP 2.3 dengan Port HDMI 2.1 yang Kompatibel
dengan TMDS dan DisplayPort 1.4

Audio HD 7.1 CH (Realtek ALC897 Audio Codec)

Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus

1 x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111H

Mendukung Wake-On-LAN

Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
Mendukung PXE

1 x Port Keyboard PS/2

1 x Port Mouse PS/2

1 x Port Seri: COM1

1 x Port D-Sub

1x Port DVI-D

1 x Port HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)

1 x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon
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Penyimpanan

RAID (hanya
untuk B660M-
HDVP/D5)

Konektor

B660M-HDVP/D5:

+ 4xPort USB 3.2 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)
H610M-HDVP/D5:

+ 2xPort USB 3.2 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)

« 4 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s*
* Jika M2_1 digunakan perangkat SATA tipe M.2, maka SATA3_0
akan dinonaktifkan.

+ 1x Soket Ultra M.2 (M2_1, Key M), mendukung SATA3 tipe

2242/2260/2280 6,0 Gb/s & PCIe mode Gen3x4 (32 Gb/s)**

** Mendukung Intel® Optane™ Technology (hanya untuk B660M-
HDVP/D5)
** Mendukung Intel® Volume Management Device (VMD) (hanya
untuk B660M-HDVP/D5)
** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
** Mendukung Kit ASRock U.2

+ Mendukung RAID 0, RAID 1, RAID 5 dan RAID 10 untuk
perangkat penyimpanan SATA

1 x Header Port Printer

+ 1x Header Port COM

+ 1 x Header SPI TPM

1 x Intrusi Sasis dan Header Speaker

+ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).

+ 1 x Konektor Kipas Chassis (4-pin)

* Kipas Chassis mendukung kipas Chassis dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).

« 1 x Konektor Kipas Chassis/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan

Kipas Pintar)

* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan
daya kipas maksimum 2A (24W).
* CHA_FAN1/WP dapat mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin atau
4-pin sedang digunakan.

+ 1 x Konektor Daya ATX 24 pin

+ 1 x Konektor Daya 8 pin 12V



B660M-HDVP/D5

Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

0s

Sertifikasi

H610M-HDVP/D5

1 x Konektor Audio Panel Depan

2 x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)

1 x Header USB 3.2 Genl (Mendukung 2 port USB 3.2 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
Dukungan SMBIOS 2.7

B660M-HDVP/D5:

CPU Core/Cache, CPU GT, VDD_CPU, VDD_IMC, VCCIN AUX,
+1,05V PROC, +0,82V PCH, Multi penyesuaian Tegangan +1,05V
PCH

H610M-HDVP/D5:

CPU Core/Cache, CPU GT, VDD_CPU, VCCIN AUX, +1,05V
PROC, +0,82V PCH, Multi penyesuaian Tegangan +1,05V PCH

Takometer Kipas: Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air

Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air
Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air
Deteksi CASE OPEN

Pemantauan tegangan: CPU Vcore, +1,05V PCH, VDD_CPU,
VCCIN AUX, +1,05V PROGC, +0,82V PCH, +12V, +5V, +3,3V,
VCCSA

Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

FCC, CE
Mendukung ErP/EuP (Memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan
pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu

overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan

mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun
menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan
karena overclocking.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, ]hongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

US.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per PCC Part 2 Section 2107 a)

C

Respons ibie Party Name ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chine, CA91710

Phone/Fax No: 4y ogo.500-5308/+1-900-500- 1026
hereby declares that the product
Product Mame : Motherboard

Model Number : B660M-HDVP/D5 / H610M-HDVP/D5
Confotms to the fallowing specifications
[ FCC Part15, Subpart B, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Bnles. Operation is subject to the
firliowving fwo comditions: {1} This device may not casse harmbol inferfarence,
and {2y this device must accept any intetference received, including Interference

that may causeondesiredoperation

Eepresentative Person’s Mame:  Jammes

Signature - WV/

Drate - May 12, 2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard
(Product Name)

B660M-HDVP/D5/ H610M-HDVP/D5 / ASRock
(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)
(Manufacturer Address)

EMC Directive - 2014/30/ELT

W ER 5505230 5/ A 12000 W EN 55024: 20 1AL 2HES
W EN 61000-3- 22014 [ BN 55035:201 7/A1 1:2020
W BN 6100332013 W EN 5L000-4-2:2009

W R SR04 32006 A 2008 AT 01§
W BN GL00-1-4:2012

W EN 51000-4-52014/A 02087

W BN SLA00-4-6:2014/ AT

W BN ELO00-4-8:2010

W ER G1A00-4-1 L2004 AT 3017

Low Voltage Directive - 2014/35/EL]
[ EN 6236612014
[ EM 623681301 4/A 112017

W (EU EOESE63 [ EN 50581:2012

ASRock EUROPE B.V.
(Company Name)

Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands
(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

Josn L

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
January 14, 2022
(Date)

P/N: 15G062344000AK V1.0




	English
	German
	French
	Italian
	Spanish
	Russian
	Portuguese
	Polish
	Korean
	Japanese
	Simplified Chinese
	Traditional Chinese
	Indonesian



